
Nel 3° trimestre del 2016 il mercato 

dei semiconduttori ha fatto registra-

re un robusto +11,6% rispetto al 

trimestre precedente. Ciò ha com-

portato un aumento del fatturato 

dei principali attori del settore. Delle 

12 aziende presenti nella parte alta 

della classifica sei (Intel, Samsung, 

Broadcom, TI, Micron e Toshiba) 

hanno fatto registrare un aumento 

superiore ai nove punti percentuali, 

mentre per le sei rimanenti l’incre-

mento si è mantenuto in un range 

compreso tra il 2,3% (Qualcomm) 

e l’8,1% (MediaTek). Il quarto 

trimestre sembrava più debole 

rispetto al precedente anche se i 

dati relativi al mese di novembre 

presentati da Wsts hanno eviden-

ziato un incremento del 7,4% (per 

un totale di 31 miliardi di dollari) 

rispetto all’analogo mese dell’an-

no precedente (28,9 miliardi). Se 

il trend verrà confermato, il 2016 

dovrebbe chiudersi come il 2015, 

a quota 335 miliardi di dollari.

Mensile di notizie e commenti 
per l’industria elettronica
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2017: le previsioni per il mercato dei chip

www.elettronica-plus.it

Migliorare l’affidabilità, ridurre 

pesi e costi, oltre alle comples-

sità di cablaggio per i sistemi 

di batterie serie da utilizzare 

nei veicoli elettrici ed ibridi. 

Per consentire alle Case au-

tomobilistiche di conseguire 

tali obiettivi Linear Techno-

logy ha presentato al recen-

te Ces di Las Vegas una concept car 

equipaggiata con il primo sistema Bms 

(Battery Monitoring System) wireless. il 

nuovo Ltc6811 è un sistema completo 

per la misura e il bilanciamento delle 

tensioni di batteria dei veicoli elettri-

ci/ibridi in grado di misurare fino a 12 

tensioni delle celle di batterie collegate 

in serie con una precisione superiore 

allo 0,04%. L’abbinamento tra questo 

dispositivo per il monitoraggio 

della batetria e il sistema di rete 

wireless SmartMesh di Linear 

Technology permette di elimina-

re le problematiche di affidabilità 

associate alla presenza dei ca-

blaggi e dei connettori nei veico-

li. Testate sul campo nelle appli-

cazioni IoT (Internet of Things) 

industriali, le reti wireless SmartMesh 

embedded di Linear Technology, forni-

scono un livello di affidabilità  superiore 

al 99,999% in ambienti particolarmente 

critici sfruttando molteplici collegamenti 

e frequenze tra i nodi della rete.

Linear Technology: via i cavi dalle auto

Fatturato delle 12 principali aziende del settore dei 
semiconduttori (variazioni rispetto al trimestre precedente)

Su una Bmw i3 è stato installato il primo sistema 
Bms wireless introdotto da Linear Technology
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Toshiba sta valutando la possibilità di 

cedere una parte della proprie attività di 

produzione di chip a Western Digital. Le 

due società hanno già accordi di natura 

sia produttiva (stabilimento di memorie 

Flash a Yokkaichi) sia di sviluppo tecno-

logico (tecnologia BiCS3, che permette di 

realizzare memorie 3D NAND a 64 strati, 

rispetto ai 48 della precedente tecnologia 

BiCS2). I chip di memoria costituiscono 

la maggior parte dei 1570 miliardi di yen 

che la società giapponese ha raccolto 

nell’anno fiscale 2015 relativi alle attività 

del comparto semiconduttori. Quando lo 

scorso novembre Toshiba ha annncia-

to i risultati del secondo trimestre fiscale 

2016, ha indicato le attività legate alle me-

morie come “core business” e ha riportato 

un margine di profitto del 12%, superando 

le aspettative. Si tratta di una svolta provo-

cata dalle difficoltà finanziarie del gruppo 

che sta attraversando un periodo duro: 

dallo scandalo contabile con i bilanci truc-

cati alla possibilr svalutazione di diversi 

miliardi legata alle attività nel nucleare ne-

gli Stati Uniti facenti capo alla controllata 

Westinghouse.

A Western Digital le memorie Toshiba?

continua a pag. 17
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La data ufficiale di nascita del 
transistor è solitamente ritenu-
ta essere la vigilia di Natale del 
1947, giorno in cui al quarto pia-
no dell’edificio 1 dei Laboratori 
Bell di Murray Hill (New Jersey), 
John Bardeen e Walter Brattain 
mostrarono al management dei 
Laboratori Bell in che modo il di-
spositivo a punta di contatto che 
avevano messo a punto fosse in 
grado di amplificare segnali ad 
audiofrequenza. La prova di tale 
dimostrazione aveva avuto luogo 
tra gli ‘addetti ai lavori’ il giorno 
prima, ma è il 16 dicembre 1947 
che il ‘triodo allo stato solido’ ha 
per la prima volta dimostrato di 
funzionare come voluto.
Quella del transistor a punta di 
contatto è stata più una scoper-
ta che un’invenzione: la storia di 
come si sia arrivati ai transistor 
nella loro forma attuale è infatti 
tutt’altro che lineare e ha visto i 
contributi di una moltitudine di 
ricercatori, primo fra tutti William 
Shockley.
Ai Bell Telephone Labs (BTL) il 

(FET), era stato proposto nel 
1925 (e brevettato nel 1927) da 
un ricercatore tedesco di origi-
ne polacca, Julius Edgar Lilien-
feld. Se la tecnologia dell’epoca 
avesse consentito di tradurre in 
pratica la sua geniale intuizione 
oggi festeggeremmo i 90 anni 
del transistor. La precedenza 
stabilita da Lilienfeld avrebbe 
inoltre rappresentato un ostaco-
lo alla brevettabilità del disposi-
tivo immaginato da Shockley, 
ma la storia ha preso una piega 
completamente diversa. L’atte-
so effetto di campo risultava in-
fatti essere molto più debole di 

quanto previ-
sto dalla teoria 
e un’analisi di 
Bardeen iden-
tificò l’origine 
del problema 
nella scherma-
tura del campo 
all’interno del 
dispositivo da 
parte delle ca-
riche intrappo-
late negli stati 
superficiali cre-
ati dalle impu-

rità del materiale. Le modifiche 
apportate da Gibney e Brattain 
e, successivamente, da Barde-
en per eliminare questo ‘bloc-
caggio’ portarono all’introduzio-
ne di contatti metallici rettificanti 
in una struttura a punta di con-
tatto su una base di germanio. 
Dal transistor unipolare a effetto 
di campo che si stava cercando 
di realizzare si giunse così alla 
‘scoperta’ del transistor bipolare 
a punta di contatto.
Lo sviluppo più interessante era 
però ancora di là a venire: Shoc-
kley, che non aveva partecipato 
alla ‘scoperta’ ed era così stato 
escluso dal relativo brevetto, 
passò le settimane successive 
ad estendere la teoria della retti-
ficazione dell’ossido di rame svi-
luppata nel 1938 dal ricercatore 
sovietico Boris Davydov, adat-
tandola alle giunzioni P-N nel 
transistor bipolare. Nel gennaio 
del 1948 Shockley aveva getta-
to le solide basi della teoria del 
BJT, la cui prima realizzazione 
con giunzione per accrescimen-
to sarebbe avvenuta nel 1950 
sotto la guida di Morgan Sparks. 
I transistor a giunzione (per ac-
crescimento, a lega e, a partire 
dal 1954, a diffusione) avrebbe-
ro presto tolto dal mercato i tran-
sistor a punta di contatto. L’era 
dell’elettronica moderna si apre 
però nel 1959, con la dimostra-
zione da parte di Jean Hoerni in 
Fairchild del processo planare 
che renderà possibile la produ-
zione di massa di transistor e 
circuiti integrati.
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Quella del transistor è una storia tutt’altro che lineare, 
caratterizzata da una molteplicità di padri e date di nascita

MASSIMO GIUSSANI

Transistor: quante 
candeline sulla torta?

cammino verso i dispositivi allo 
stato solido ha avuto inizio nel 
1936, quando Mervin Kelly, allo-
ra direttore della Ricerca in BTL, 
decise di creare un dipartimento 
dedicato reclutando gente del 
calibro di Bill Shockley e Russel 
Ohl. La seconda guerra mondia-
le ha portato a un’interruzione 
delle ricerche a risvolto privato, 
ma non prima che Ohl realizzas-
se la prima giunzione P-N e ne 
scoprisse le proprietà fotoelettri-
che. Al termine del conflitto, Kelly 
ricreò il gruppo di ricerca ai Bell 
Lab assegnandone la direzione 
a Bill Shockley e Stanley Morgan 
e reclutando tra gli altri Bardeen, 
Brattain e il chimico-fisico Robert 
Gibney. Shockley impartì imme-
diatamente la giusta direzione 
alle ricerche, indirizzando gli 
studi del gruppo su silicio e ger-
manio e sulla realizzazione di un 
dispositivo in grado di modulare 
un segnale tramite un campo 
elettrico che alterasse la condu-
cibilità del materiale.
È doveroso segnalare che un 
dispositivo basato su questo 
concetto, che oggi chiamere-
mo transistor a effetto di campo 

Una pagina 

degli appunti di 

Shockley datata 

23 gennaio 1948 

(Archivio  

storico AT&T)
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Investimenti e consolidamen-

to. Sono queste le due parole 

chiave del mondo dei chip per 

il 2017. Il nuovo anno si apre in-

fatti con la notizia che la TSMC 

(Taiwan Semiconductor Manu-

facturing Co) ha intenzione di 

costruire, entro i prossimi 5 

anni, una nuova fabbrica per 

produrre chip a tecnologia da 

5 a 3 nanometri. L’obiettivo del 

gruppo di Taiwan è di conqui-

stare così la leadership di que-

sto segmento entro il 2022. 

“Il target è ambizioso: il 2022 

è vicino e il gruppo dovrà co-

munque continuare a investire 

per innovare e rimanere com-

petitivo” ha spiegato un anali-

sta di una nota banca d’affari, 

ricordando come il settore sia 

nel bel mezzo di una fase di 

consolidamento. Fusioni e ag-

gregazioni sono infatti state 

all’ordine del giorno per tutto 

l’anno scorso e continueran-

no a esserlo nel 2017. Intanto, 

i big del settore come TSMC, 

Samsung e Intel sono in con-

tinua lotta per guidare il pro-

cesso di sviluppo tecnologico 

di nuovi prodotti e conquistare 

fette di mercato dai clienti im-

portanti come Nvidia, Apple e 

Qualcomm. 

Attualmente, la battaglia è sui 

10 nm, che dovrebbero farla 

da padrone nel 2017 e TSMC, 

che proporrà questa tecno-

logia già da questo trimestre, 

prevede di passare ai 7 nm 

prima di fine anno per poi evol-

vere verso i 5 nm nel corso del 

2019, verosimilmente grazie a 

una tecnica litografica a raggi 

ultravioletti estremi (EUV). 

Per non perdere poi il suo ap-

puntamento del 2022 con i 3 

nm, TSMC avrà bisogno di 

investire più di 15 miliardi di 

dollari in una nuova fabbrica 

che coprirebbe una superficie 

di 50 a 80 ettari in un polo tec-

nologico a gestione pubblica.

Per assicurarsi l’impegno 

delle istituzioni a mettere a 

disposizione nei tempi pre-

visti dal progetto tutte le in-

frastrutture necessarie, il 

management di TMSC ha 

incontrato qualche mese fa il 

ministro della scienza e della 

tecnologia taiwanese, Yang 

Hung-duen. “Così l’azienda 

ha avuto modo di presenta-

re i suoi piani” ha spiegato il 

responsabile della comunica-

zione di TSMC Elizabeth Sun. 

“Il gruppo voleva far sapere 

alle istituzioni di aver bisogno 

di una nuova area perché gli 

altri parchi tecnologici di Tai-

wan sono praticamente pieni”. 

Di qui le trattative per un’area 

attrezzata all’interno di un 

nuovo science park pianifica-

to dal governo vicino alla città 

di Kaohsiung, nella parte me-

ridionale dell’isola di Taiwan. 

Il progetto richiederà certo 

corposi investimenti ma sarà 

fondamentale per garantire 

la competitività necessaria a 

TSMC sul medio termine.

Mancano pochi giorni alla con-
clusione della maxi raccolta fondi 
lanciata a metà ottobre dalla giap-
ponese SoftBank e dal Public 

Investment Fund dell’Arabia 
Saudita, cioè 
il fondo sovra-
no di Riyadh, 
per costituire 
una società di 
venture capi-

tal che investa 
nello sviluppo 
di aziende del 
settore tecnolo-

gico in giro per il mondo. L’obiet-
tivo dei due proponenti di dotare 
questa nuova realtà, a cui è stato 
dato il nome SoftBank Vision 

Fund, di una disponibilità di 100 
miliardi di dollari è stato raggiun-
to. Anzi, da alcune indiscrezioni di 
stampa è emerso che il succes-
so dell’iniziativa è stato tale che 
il SoftBank Vision Fund avrebbe 
potuto avere una dotazione ben 
superiore. In ogni caso, si tratta 
del più grande fondo di sviluppo 
di nuove attività imprenditoriali del 
pianeta. Per meglio comprendere 
la grandezza di questa iniziativa 
basta considerare che negli Stati 
Uniti, il principale mercato al mon-
do del venture capital, la dotazio-
ne complessiva di tutti i fondi esi-
stenti è di circa 60 miliardi. Tra i 
maggiori contributori del SoftBank 
Vision Fund ci sono la nipponica 
SoftBank con 25 miliardi da ver-
sare in cinque anni e il fondo so-
vrano saudita con 45 miliardi di 
dollari, da corrispondere sempre 
nell’arco di un quinquennio. Nel 
dettaglio, il colosso guidato da 
Masayoshi Son impiegherà per 

una cifra compresa tra 10 e 15 mi-
liardi, le linee di credito negoziate 
con le banche del Sol Levante, 
mentre per la rimanente parte 
dovrebbe contare sugli incassi 
derivanti dalla cessione di propri 
asset. Il Public Investment Fund 
dell’Arabia Saudita, invece, attin-
gerà direttamente dal suo immen-
so patrimonio accumulato negli 
anni con i proventi derivanti dalla 
vendita del petrolio. Proventi che, 
con il crollo dei prezzi del greggio 
nella prima metà del 2016, sono 
drasticamente crollati, spingendo 
così la famiglia reale saudita a 
diversificare le fonti di entrate per 
ridurre la storica dipendenza dalle 
quotazioni dell’oro nero. Sempre 
dal Medio Oriente è in arrivo un 
assegno il cui importo potrebbe 
essere compreso tra 10 e 15 mi-
liardi. A staccarlo sarebbe Muba-

dala Development Co, il fondo 
sovrano di Abu Dhabi che nel 
settore dei chip detiene il 15,3% 
del capitale dall’americana Amd. 
Il SoftBank Vision Fund potrà poi 
contare sulle risorse finanziarie 
provenienti da alcuni grandi nomi, 
statunitensi e non, del settore tec-
nologico. A inizio mese, i vertici di 
Apple hanno dichiarato di esse-
re pronti a investire nel fondo un 
miliardo mentre il top manage-
ment di Qualcomm ha detto che 
il gruppo californiano sarà della 
partita, non specificando alcuna 
somma specifica. Senza dimen-
ticare che anche Larry Ellison, 
fondatore e presidente di Oracle, 
insieme ai vertici della taiwane-
se Foxconn Technology Co. 
si sono detti pronti a sostenere 
finanziariamente la nuova mega 
iniziativa di venture capital nel 
comparto hi-tech.

Pronto a partire il mega fondo 
 hi-tech promosso da SoftBank

Chip, TSMC punta 
 ai 3 nm entro il 2022

Con una dotazione record da 100 miliardi di dollari, 
l’iniziativa del colosso giapponese nel settore 
tecnologico ha ricevuto l’appoggio finanziario del fondo 
sovrano saudita e potrebbe ricevere un grosso contributo 
da parte del governo di Abu Dhabi. A sostenere 
l’ambizioso progetto anche i big del comparto come 
Apple, Qualcomm, Oracle e Foxconn

Mentre continua  
il consolidamento 
del mercato, le 
grandi foundry 
investono nelle 
fabbriche del 
futuro per rimanere 
competitive. TSMC 
punta a produrre 
con tecnologia a 
3 nm nei prossimi 
cinque anni

ELENA KIRIENKO

FEDERICO FILOCCA

MASAYOSHI 

SON, Ceo di 

SoftBank 

HI-TECH & FINANZA
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Come rilevato nel report 

“Haptic technology market, fo-

recast 2016-2024” pubblicato 

da Transparency Market Re-

search, il mercato delle tec-

nologie aptiche sta crescendo 

a ritmo sostenuto, in primo 

luogo grazie alla crescente 

domanda che origina dal set-

tore consumer. L’espansione 

dell’Internet delle Cose (IoT) 

da un lato e la penetrazione di 

Internet nelle zone rurali delle 

economie emergenti dall’altro, 

hanno determinato un’esplo-

sione a livello globale della 

domanda di smartphone, ta-

blet e notebook, tutti dispo-

sitivi nei quali è sempre più 

comune l’incorporazione di in-

terfacce aptiche. Altri settori in 

cui queste tecnologie trovano 

applicazione sono quelli auto-

mobilistico e medicale.

Gli analisti di Research and 

Markets, nello studio “World 

Haptic Technology Market – 

Opportunities and Forecasts 

to 2022” sottolineano il ruolo 

giocato dall’impiego di tecno-

logie avanzate, come quelle 

aptiche, nella differenziazione 

di prodotto che determina la 

fidelizzazione dei clienti. Allo 

stesso tempo, rilevano come 

per diversi produttori l’elevato 

costo delle soluzioni aptiche 

di avanguardia rappresenti 

una barriera alla loro intro-

duzione, complice la partico-

lare attenzione al prezzo che 

caratterizza più di un settore 

applicativo, specie in ambito 

consumer. Un ulteriore osta-

colo all’adozione delle inter-

facce aptiche nei dispositivi 

portatili a batteria (come te-

lefoni cellulari e smartphone) 

è rappresentato dal dazio da 

pagare in termini di consu-

mo energetico e riduzione 

dell’autonomia.

Le dimensioni del mercato glo-

bale delle tecnologie aptiche 

sono tratteggiate in uno studio 

pubblicato da Markets and 

Markets con il descrittivo titolo 

di “Haptic Technology Market 

by Component (Actuators, Dri-

vers & Controllers), Feedback 

(Tactile, Force), Application 

(Automotive & Transportation, 

Consumer Electronics, He-

althcare, Gaming, Enginee-

ring, Education & Research), 

and Region – Global Forecast 

to 2022”. Qui si pronostica che 

nel 2022 il fatturato mondiale 

associato a queste tecnologie 

sarà di 19,55 miliardi di dolla-

ri. Considerando che il tasso 

di crescita annuale composto 

è stato stimato nel 16,20%, 

questo implica un valore del 

mercato per l’anno appena 

trascorso di poco meno di otto 

miliardi di dollari.

Come già previsto da altri 

analisti, i principali fattori di 

crescita sono identificati nella 

crescente adozione delle tec-

nologie aptiche nell’elettroni-

ca di consumo (in particolare 

smartphone, tablet e console 

di videogiochi) e nella futura 

domanda per applicazioni 

nei settori medico e automo-

bilistico. Nel 2015 la maggior 

richiesta di tecnologie aptiche 

è pervenuta dal settore dell’e-

lettronica di consumo, seguito 

da quello delle cure mediche. 

A prospettare tuttavia le mag-

giori potenzialità di espansio-

ne per il futuro, complice la 

crescente richiesta di inter-

facce aptiche nelle applica-

zioni di realtà virtuale e realtà 

aumentata, sono invece i set-

tori didattico e della ricerca, e 

quello industriale. 

In termini di tipologia di in-

terazione, i sistemi che cre-

ano una sensazione tattile 

(il feedback che simula la 

pressione di un tasto su uno 

schermo tattile) rappresenta-

no la fetta dominante del mer-

cato, con un distacco netto da 

quelli che offrono un feedback 

sotto forma di applicazione di 

una forza. Il feedback tattile è 

infatti attualmente ampiamen-

te utilizzato in smartphone e 

tablet, e ci si aspetta che que-

sto trend si applicherà anche 

i dispositivi indossabili. In fu-

turo la domanda di interfac-

ce aptiche a feedback tattile 

crescerà anche grazie alla 

crescente adozione in appli-

cazioni ludiche, automobilisti-

che e medicali.

Nel report “Haptics 2016-

2026: Technologies, Markets, 

Players” gli analisti di IdTe-

chEx si sono concentrati sulle 

tecnologie dei trasduttori e at-

tuatori che producono la sen-

sazione tattile, il movimento 

o le forze sperimentati dall’u-

tente. I dispositivi utilizzati 

appartengono a un ecosiste-

ma variegato che comprende 

motori a masse eccentriche 

rotanti (ERM), attuatori line-

ari risonanti (LRA), polimeri 

e ceramiche piezoelettriche, 

polimeri elettroattivi, superfici 

aptiche e sistemi di feedback 

a distanza (ad esempio a ul-

trasuoni).

La tecnologia più diffusa, 

forte della sua economicità, 

robustezza ed efficacia, è 

quella dei motori ERM, ma 

nel corso degli ultimi dieci 

anni si è visto un crescente 

interesse in altre forme di tec-

nologia aptica. La creazione 

di una sensazione vibrotatti-

le è la tipologia più comune 

di feedback aptico impiegato 

nei dispositivi mobili , anche 

se stanno emergendo nuove 

forme di stimolo sotto forma 

di vibrazioni e impulsi. Tra le 

applicazioni con buone pro-

spettive di espansione futura 

si segnalano i dispositivi in-

dossabili , il settore automobi-

listico e quello medicale.

Il settore automobilistico, in 

particolare, è stato oggetto di 

un recente studio di Techna-

vio, “Global Automotive 

Haptic Technology Market 

2017-2021” in cui si prevede 

una crescita a ritmo costan-

te con un Cagr del 6% tra 

2017 e 2021. Lo studio offre 

uno spaccato del mercato in 

termini di applicazione delle 

tecnologie aptiche negli acce-

leratori, nelle interfacce HMI, 

nei sedili e nello sterzo. Le 

maggiori prospettive di cre-

scita sono attribuite ai pedali 

degli acceleratori con tecno-

logia aptica, che presenteran-

no un Cagr di oltre il 23% per 

il 2020, e alla crescente ado-

zione di interfacce HMI apti-

che nelle autovetture di fascia 

alta e di lusso. Crescerà inol-

tre in futuro il ruolo delle tec-

nologie aptiche a ultrasuoni.

 Le interfacce che 
trasmettono sensazioni

Entro cinque anni il mercato 
delle tecnologie aptiche 
dovrebbe arrivare a sfiorare 
quota 20 miliardi di dollari 

MASSIMO GIUSSANI

Fonte: 
MarketsandMarkets
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cato consumer: la funzio-
nalità di riconoscimento di 
tipo capacitivo è presente 
su un numero crescente di 
smartphone per soddisfare 
le richieste di sicurezza le-
gate ad applicazioni quali 
identificazione online, paga-
menti in mobilità e sblocco. 
Oltre alla tecnologia capaci-
tiva, molte altre tecnologia 
sono in lizza – ottica, ter-
mica, PMUT (Piezoelectric 
Micromachined Ultrasonic 

Transducer) – ma per il 
momento il loro impatto sul 
mondo consumer è abba-
stanza limitato. Nei settori 
industriali e della sicurezza/
sicurezza interna la tecno-
logia ottica è ampiamente 
utilizzata.
Per quanto riguarda le tec-
nologie come il riconosci-
mento vocale, del viso o 
dell’iride, finora non hanno 
ottenuto risultati giudicati 
soddisfacenti in termini di 
costi, affidabilità, Far (Fal-
se Acceptance Rate) e Frr 
(False Rejection Rate) – ov-
vero tasso di falsa accetta-
zione e di falso rigetto – per 
cui la loro diffusione è finora 
molto limitata.

Per ragioni storiche, si pen-
si ad esempio al database 
delle impronte digitali delle 
persone coinvolte in attività 
criminose costituito dall’Fbi, 
il rilevamento delle impron-
te digitali è la tecnologia 
biometrica a tutt’oggi più 
ampiamente utilizzata. Se-
condo una stima di Yole 

Développement, il mercato 
delle soluzioni per il ricono-
scimento delle impronte di-
gitali vale 4,1 miliardi di dol-
lari, che rappresenta il 91% 
del mercato totale dell’har-
dware di questo tipo. Il rico-
noscimento delle impronte 
digitali è la tecnologia domi-
nante in quanto, rispetto ad 
altre tecniche – come il ri-
conoscimento dell’iride, del 
viso o vocale, si distingue 
per le sue caratteristiche di 
robustezza, stabilità e ripe-
tibilità, è difficile da falsifica-
re, facilmente accessibile e 
non intrusiva. In altre paro-
le, una tecnica che rasenta 
la perfezione. Tutte le altre 
tecniche biometriche appe-
na sopra menzionate non 
soddisfano tutti questi re-
quisiti. Prova ne è che il fat-
turato generato da queste 
ultime (in termini di disposi-
tivi hardware) è stimato pari 
a 250 milioni di dollari (prin-
cipalmente dovuto a solu-
zioni per il riconoscimento 
dell’iride o facciale).

L’importanza del 

settore consumer

Il mercato delle soluzioni 
per il riconoscimento delle 
impronte digitali ha tratto 
notevoli vantaggi dalla sua 
ampia diffusione nel mer-

I tre big

Per diversi anni il mercato 
delle tecnologie biometriche 
è stato dominato dalla triade 
formata da Safran Morpho, 

Nec e 3M Cogent. Queste 
società sono ancora leader, 
anche se il loro fatturato è in 
larga misura ascrivibile all’e-
rogazione di servizi e alla 
gestione dei dati. Negli ulti-
mi 4 anni, invece, il mercato 
è profondamente mutato a 
livello di dispositivi hardware 
grazie alla massiccia intro-
duzione della biometria nel 
segmento consumer. Dai 10 
milioni di dollari del 2010, 
il comparto dei dispositivi 
hardware per applicazioni 
biometriche è “schizzato” 
ai 2,9 miliardi di dollari del 
2016. Nel periodo compre-
so tra il 2016 e il 2021 Yole 
Développement prevede 
per il settore un incremen-
to su base annua pari al 
10,4%. Nel solo 2016 sono 
stati consegnati 700 milioni 
di sensori per il rilevamento 
delle impronte digitali.
I settori industriale e della 
sicurezza sono passati da 
1,1 a 1,5 miliari di dollari nel 
2016: il tasso di aumento su 
base annua fino al 2021 è 
previsto pari rispettivamente 
al 4 e al 3,2%.

Un futuro in evoluzione

Le specifiche delle soluzio-
ni biometriche destinate al 
comparto consumer sono 
molto diverse da quelle ri-
chieste nelle applicazioni 
di sicurezza/controllo dei 
confini, in particolare in 
termini di dimensioni dei 
dispositivi stessi, durata, 
accuratezza e affidabilità. 
Come accennato in prece-
denza, nelle applicazioni di 
tipo non consumer prevale 
la tecnologia ottica. Ma oc-
corre prestare attenzione 
alla diffusione dei sensori 
nel settore mobile. Un pro-
dotto o un servizio molte 
volte “attecchisce” in pro-
dotti destinati ad applica-
zioni molto semplici per poi 
progredire fino a penetrare 
in mercati che adottano 
tecnologie ben consolida-
te. Nel mercato biometrico 
siamo esattamente in una 
situazione di questo tipo. 
Le soluzioni biometriche 
destinate al mercato con-
sumer potrebbero infatti 
pian piano essere adotta-
te nei segmenti industriali, 
della sicurezza e della si-
curezza interna. Portando 
a un radicale mutamento 
nel panorama della biome-
trica.

FILIPPO FOSSATI

Il riconoscimento delle impronte digitali rappresenta 
la quasi totalità del mercato, mentre interessanti 
novità si profilano all’orizzonte

Sensori per biometria e riconoscimento:  
 uno sguardo al mercato

Panorama del 

settore biome-

trico e principali 

protagonisti: il 

mondo consumer 

rappresenta la 

fetta più consi-

stente 
[Fonte: Yole  
Développement]

Evoluzione 

del mercato 

dei dispositivi 

hardware per 

applicazioni 

biometriche 
[Fonte: Yole  

Développement]
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Grand View Research ha pubbli-
cato un report relativo agli Fpga, un 
mercato valutato pari a 6,36 miliar-
di di dollari nel 2015 e che dovreb-
be toccare quota 14,2 miliardi di 
dollari entro il 2024. Tra i settori che 
dovrebbero fare da volano a que-
sta crescita uno dei più importanti 
è quello militare: in questo caso gli 
Fpga risultano i componenti ideali 
per lo sviluppo di sistemi destinati 
alla “guerra elettronica”, che pos-
sono essere programmati dall’u-
tente anche sul campo. Anche 
la sempre più vasta adozione di 
questi componenti programmabili 
nei segmenti automotive (in con-
siderazione del maggior numero di 
piattaforme destinate a migliorare 
la sicurezza e fornire una maggio-
re assistenza al guidatore presenti 
a bordo) e consumer (in particolar 
modo smartphone, dispositivi di 
elaborazione e videogiochi) contri-
buiranno a favorire la crescita del 
comparto nel periodo preso in con-
siderazione.
Nel 2015 la quota di mercato più 
significativa (30%) era detenuta 
dal settore telecom, supremazia 
che è destinata a essere confer-
mata da qui fino al 2024.

Uno sguardo alle tecnologie

Dal punto di vista tecnologico, il 
punto di forza di questi compo-
nenti è ovviamente la possibilità 
di effettuare operazioni di cancel-
lazione e riprogrammazione in 
tempi successivi alla loro produ-
zione, caratteristica questa che 

risponde alla crescente esigenza 
di customizzazione delle funzio-
nalità indispensabile per garantire 
la differenziazione dei prodotti. Gli 
Fpga possono essere realizzati 
sfruttando differenti tecnologie: 
Sram, Eeprom, antifusibili, flash.
Nel 2015 gli Fpga basati su Sram 
hanno generato il volume di affari 
più significativo e questo primato 
dovrebbe perdurare per tutto il pe-
riodo preso in considerazione dal-
lo studio: i dispositivi che sfruttano 
questa tecnologia si distinguono 
per la loro affidabilità, imputabile 
essenzialmente a caratteristiche 
quali non volatilità, semplicità di 
progettazione e bassa dissipazio-
ne di potenza.
Cancellabilità, riprogrammabilità 
e non volatilità sono le specifiche 
chiave degli Fpga flash-based, 
dispositivi che dovrebbero far re-
gistrare, con un +10%, il più alto 
tasso di crescita su base annua 
nel periodo compreso tra il 2016 
e il 2024.
Gli FPGA basati su antifusibile, 
infine, sono anch’essi di natura 
non volatile ma possono essere 
programmati una sola volta e si 
distinguono per la loro elevata re-
sistenza alle radiazioni.
In considerazione dell’aumento 
delle dimensioni di un progetto, 
della velocità delle applicazioni e 
dell’esigenza di dover riutilizzare 
i progetti, è indispensabile proce-
dere alla verifica dei design che 
utilizzano Fpga. La mancanza di 
tecniche di verifica standardizza-
te rappresenta sicuramente uno 
dei maggiori problemi che questo 
settore deve affrontare. Un altro 
problema da non sottovalutare è la 
sovrapposizione di altre categorie 
di prodotto che sono in competizio-
ne con gli Fpga, come ad esempio 
i dispositivi Assp (Application Spe-
cific Standard Part), SoC (System 
on Chip) e Asic (Application Speci-
fic Integrated Circuit).

Dopo un aumento supe-
riore al 20% nel 2013 e 
nel 2014, il mercato delle 
memorie ha subito un ral-
lentamento nel 2015. In 
quell’anno il settore ha fat-
to segnare un -3% (per un 
fatturato totale pari 78 mi-
liardi di dollari), imputabile 
principalmente al declino 
del comparto dei personal 
computer, che ha portato 
a un eccesso di inventario 
e a una conseguente ridu-
zione dei prezzi nella se-
conda metà del 2015. Una 
situazione di questo tipo si 
è protratta fino al secondo 

semestre del 2016. Da allo-
ra il prezzo di questi dispo-
sitivi ha iniziato a stabiliz-
zarsi e ad aumentare, ma 
ciò non ha impedito che il 
2016 si chiudesse in terre-
no negativo (-1% rispetto al 
2015). 
Prospettive decisamente 
migliori per quest’anno: 
secondo uno studio di IC 

Insights il mercato totale 
delle memorie è destinato 
a salire del 10% rispetto al 
2016, toccando quota 85,3 
miliardi di dollari, grazie so-

prattutto all’incremento dei 
prezzi medi di vendita di 
Dram e flash Nand. Il trend 
positivo secondo gli analisti 
della società è destinato a 
protrarsi anche negli anni 
successivi. Nel 2020 verrà 
toccato il traguardo dei 100 
miliardi, mentre l’anno suc-
cessivo il mercato è valuta-
to pari a 110 miliardi.
In definitiva, nel periodo 
compreso tra il 2016 e il 
2021 il comparto farà re-
gistrare un aumento del 
fatturato con un tasso pari 
al 7,3% su base annua, 
mentre in termini di unità la 
crescita prevista si atteste-
rà attorno al 5,6%. Il motore 
di questa crescita sarà l’au-
mento del prezzo medio di 
vendita, stimato in misura 
pari all’1,8% all’anno nel 
periodo preso in conside-
razione.

Per l’anno in corso le Dram 
faranno registrare un au-
mento del prezzo medio 
di vendita particolarmente 
sostenuto, che si tradurrà 
in un incremento del fattu-
rato dell’11%. Sempre nel 
2017 il settore delle flash 
Nand, l’unico con il segno 
positivo nel 2016, aumen-
terà in misura pari al 10%. 
Questi due settori trascine-
ranno la crescita dell’intero 
comparto, che dovrebbe far 
registrare un +10% rispetto 
all’anno precedente.

Mercato memorie: 
+10% nel 2017

Mercato Fpga a quota 14,2 
miliardi di dollari entro il 2024

L’andamento 
positivo trainato da 
Dram e Flash Nand

La crescita favorita dalla diffusione di questi 
componenti nei settori militare, automotive e consumer

ALESSANDRO NOBILE

EMANUELE DAL LAGO

Mercato statu-

nitense degli 

Fpga suddiviso 

per segmento 

applicativo nel 

periodo compre-

so tra il 2014 e 

il 2016  
(dati in miliardi di 

dollari, Fonte Grand 
View Research]

Andamento del mercato globale delle memorie (Fonte: IC Insights)
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progetti e chi li finanzia e 
stanno aprendo nuovi blog 
e siti che contribuiscono a 
diffondere il nuovo tipo di 
finanziamento.
In Italia, opera ad esem-
pio StarsUp s.r.l., la prima 
società ad aver ottenuto 
l’iscrizione al registro dei 
portali on line, istituito dalla 
Consob, per la raccolta di 
capitale di rischio da parte 
di start-up e PMI innovati-
ve. L’Italia è stato il primo 
Paese ad aver regolato 
l’attività di equity crowdfun-
ding, garantendo così in-
vestitori ed emittenti circa 
l’affidabilità e la complian-
ce dei soggetti operanti su 
questa nuova modalità di 
raccolta e finanziamento. 
Tra le iniziative lanciate 
e finanziate attraverso la 
piattaforma StarsUp, tro-
viamo UpSens S.r.l., una 
start up innovativa con 
sede legale e operativa a 
Trento, che è nata per ul-
timare la fase di sviluppo 
e iniziare il lancio dei pro-
dotti UpSens sul mercato 
internazionale. Il marchio 
UpSens rappresenta una 
famiglia di dispositivi che, 
attraverso l’utilizzo di sen-
sori, rilevano specifici para-
metri che possono influen-
zare la nostra salute, come 
la qualità dell’aria o il livello 
di smog elettromagnetico. 
Numerosi sono i disposi-
tivi che si aggiungeranno 
successivamente alla linea 
UpSens, sempre nell’ottica 
di misurare parametri che 
influenzano la qualità del-

la vita, quali ad esempio le 
proprietà organolettiche di 
quel che mangiamo e be-
viamo, il livello di radiazioni 
o la qualità dell’aria outdo-
or (polveri sottili). Il proget-
to, attivo da più di due anni, 
ha portato allo sviluppo dei 
primi due dispositivi: Air 
per il monitoraggio della 
qualità dell’aria e Wave per 
la misura dei campi elettro-
magnetici.
Un altro esempio italiano di 
successo è DeRev, la piat-
taforma di crowdfunding in-
serita tra le cinque migliori 
in Europa nell’ambito di 
Face Entrepreneurship, un 
progetto finanziato dall’U-
nione Europea nell’ambito 
del programma Horizon 
2020, che ha l’obiettivo di 
diffondere informazioni tra i 
giovani che vogliono crea-
re imprese nell’ambito ICT. 
Il portale DeRev, ideato da 
Roberto Esposito, un giova-
ne ingegnere salernitano, 
in tre anni ha raccolto ben 
5 milioni di euro riuscendo 
a finanziare 1.500 progetti 
e ha chiuso la campagna 
record di 1 milione e 463 
mila euro per la ricostruzio-
ne della Città della Scienza 
di Napoli, distrutta da un in-
cendio.
Gli altri portali europei della 
cinquina sono Companisto 
(Germania), Goteo (Spa-
gna), KissKissBankBank 
(Francia) e Crowdcube (Re-
gno Unito).
L’Italia sta inoltre per av-
vantaggiarsi di una ulterio-
re evoluzione del crowdfun-

ding, che nella Legge di 
Stabilità 2017 è previsto 
per tutte le PMI italiane e 
non solo startup e PMI in-
novative come in preceden-
za. Tutte le 136mila Piccole 
e Medie Imprese italiane 
che necessitano di liqui-
dità per finanziare i propri 
progetti possono accedere 
ai Portali online di Equity 
Crowdfunding autorizzati e 
vigilati da Consob, racco-
gliendo fondi attraverso la 
condivisione del progetto 
imprenditoriale.
Una guida dedicata a chi 
vuole utilizzare queste tipo-
logia di fundraising è pro-
dotta da Startupbusiness, 
in collaborazione con Tip 
Ventures, ed è pubblicata 
sul sito http://www.star-
tupbusiness.it/

Report Equity Crowdin-

vesting del Politecnico 

di Milano, giugno 2016

Crowdfunding e crowdlen-
ding (prestito collettivo) 
sono due tra le modalità 
di raccolta di capitale ana-
lizzate nel Report del Po-
litecnico di Milano “Equity 
Crowdinvesting”. 

Esistono varie forme di 
crowdfunding che, in base 
alle aspettative di chi im-
piega il proprio denaro, 
possono essere classificate 
in quattro gruppi. Le dona-
zioni, quando il contributore 
dona una quota per soste-
nere un progetto sociale, 
culturale o ambientale. La 
forma a ricompensa, che 
riserva un premio al con-
tributore di progetti sociali, 
culturali e ambientali e an-
che imprenditoriali. Il pre-
stito, nel quale il prestatore 
investe denaro in cambio 
di interessi su un progetto 
personale o imprenditoria-
le. Azionario, quando l’in-
vestitore acquista capitale 
di un progetto imprendito-
riale e diventa socio dell’a-
zienda.
Le ultime due categorie 
sono quelle di interesse 
per progetti high tech e per 
start up innovative che pos-
sono avvalersi di questa 
modalità di finanziamento 
come alternativa o come 
complemento ai tradizio-
nali prestiti bancari, ai vari 
finanziamenti agevolati per 
l’innovazione, o agli investi-
menti di venture capitalist e 
business angel.
L’apprezzamento del finan-
ziamento collettivo per rea-
lizzare progetti innovativi e 
high tech genera dall’onda 
emotiva di piattaforme di 
successo che operano in 
ambito creativo e sociale 
o imprenditoriale, nel bu-
siness-to-consumer, come 
ad esempio Kickstarter o 
Indiegogo. Su questa scia 
stanno nascendo svariate 
piattaforme che fanno da 
intermediari tra chi propone 

 Crowdfunding: 
il finanziamento viene dal basso

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla, e funding, finanziamento) è una 
pratica di finanziamento collettivo che si avvale, in modo sempre più esteso, 
di piattaforme web che facilitano l’incontro tra la domanda di finanziamenti da 
parte di chi promuove dei progetti e l’offerta di denaro da parte degli utenti

FRANCESCA PRANDI

continua a pag.10

Numero di 

piattaforme di 

crowdfunding 

attive a livello 

mondiale  

a fine 2014 
(Fonte: Massolution 

Crowdfunding 
Industry Report 2015)
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vesting dove più evidente è 
stata l’attenzione di fondi di 
investimento e venture ca-
pitalist nell’apportare risor-
se alle piattaforme (alcune 
sono anche quotate sui 
mercati borsistici) e dove si 
intravedono grandi poten-
zialità del fintech rispetto 
al futuro, ad esempio nella 
gestione dei big data relati-
vi ai prestiti finalizzata al ra-
ting, all’automazione degli 
investimenti, alla gestione 
dei pagamenti, alla carto-
larizzazione dei prestiti. In 
Italia le piattaforme attive al 
momento sono quattro (tre 
in ambito consumer e una 
in ambito business di re-
cente avvio) ma si annun-
cia l’arrivo di nuovi player. 

Su Kickstarter 100,000 

euro di finanziamenti 

raggiunti in 7 ore dal 

lancio della raccolta 

per UDOO X86 di Seco 

e Adilab

“UDOO X86 è un compu-
ter di nuova generazione 
-spiega Daniele Conti, pre-
sidente di Seco e fondato-
re dell’azienda aretina nel 
1979,- ed è la più potente 
scheda a disposizione dei 
maker. Siamo entusiasti 
del successo riscontrato su 
Kickstarter che permetterà 
di sviluppare una tecnolo-
gia a basso costo e a por-
tata di tutti”. 
La collaborazione tra Seco 
e Adilab ha dato vita al 
progetto UDOO X86 che 
ha permesso di realizzare 
una scheda destinata a ri-
voluzionare la tecnologia a 
disposizione dei maker, i 
cosiddetti artigiani digitali, 
impegnati a rendere sem-
pre più forti le connessioni 
tra i computer e le azioni 
della vita reale.

D: Come è nata l’idea del 

crowdfunding per finan-

ziare questo prodotto?

R: Era il 2012 ed era ap-
pena esploso il fenome-
no crowdfunding in USA 

- rispondono in Adilab- e 
nessuno strumento è pa-
ragonabile a Kickstarter 
per raccogliere consenso 
e fondi a supporto di una 
nuova idea, specialmen-
te se l’idea è un prodotto 
tecnologico. Quali sono 
le alternative dopotutto? 
Le banche non finanziano 
startup in quanto si tratta di 
un business ad alto rischio. 
Cercare venture capitalist e 
business angel non era nel-
lo spettro di possibilità, in 
primo luogo perché aveva-
mo creato un team (Aidilab 
– Seco) forte che poteva 
gestire a pieno un prodot-
to di elettronica di ultima 
generazione, in secondo 
luogo perché volevamo es-
sere agili e concentrarci sul 
prodotto. Chiedere diretta-
mente ai potenziali utenti 
è spesso l’unica possibilità 
per prodotti hardware inno-
vativi. La buona notizia è 
che questa è anche la mi-
gliore tra le possibilità. 
Kickstarter, infatti, per-
mette di testare l’idea ed 
evitare grosse perdite di 
tempo e soldi. Perché svi-
luppare un prodotto che 
non piace a nessuno, do-
potutto? Kickstarter ti aiuta 
in questo, perché si pos-
sono chiedere fondi duran-
te l’effettivo sviluppo del 
prodotto, cosicché se non 
si riscontra domanda si 
possono interrompere su-
bito i lavori. In altre parole, 
Kickstarter riduce notevol-
mente il rischio d’impresa 
in fase di startup.
Oltre a questo, Kickstarter 
è un sito ipervisitato per 
cui si conquista immedia-
tamente l’attenzione e si ri-
cevono subito preziosissimi 
feedback.
(Kickstarter ha una formula 
di crowdfunding a premio 
per cui, a seconda del-
la promessa di supporto 
monetario, il contributore 
riceverà in premio un de-
terminato tipo di computer 
UDOOX86 n.d.r.).

“L’equity crowdfunding 
consiste nella raccolta di 
capitale attraverso la sot-
toscrizione diretta sul web 
di titoli partecipativi del 
capitale di una società. Si 
tratta di un’industria che 
nel 2015 a livello mondiale 
ha determinato la raccolta 
di $ 2,56 miliardi, frequen-
temente destinati a impre-
se in fase di startup. Negli 
Stati Uniti il Jobs Act ha 
esteso l’equity crowdfun-

ding a tutti gli investitori, 
mentre fino a poco tempo 
fa esso era riservato ai soli 
soggetti ‘accredited’ con 
un patrimonio disponibi-
le sufficiente. In Europa, 
il mercato di riferimento è 
certamente il Regno Uni-
to, dove la principale piat-
taforma, CrowdCube, ha 
raccolto finora oltre 168 
milioni di sterline. In Ita-
lia l’equity crowdfunding 
è stato introdotto dal D.L. 
‘Sviluppo-bis’ del 2012 ed 
è diventato operativo dopo 
la pubblicazione del relati-
vo Regolamento Consob. 
Oggi possono accedervi 
startup e PMI innovative, 
nonché i veicoli che inve-
stono in esse, purché la 
campagna sia veicolata 
su piattaforme autorizza-
te. Alla data del 15 giugno 
2016 i portali autorizzati in 
Italia erano 19 e le cam-
pagne di raccolta all’attivo 
erano 48, di cui 19 chiuse 
con successo, 17 chiu-

se senza successo e 12 
ancora aperte. Il target di 
raccolta medio era pari a € 
316.903, corrispondente a 
una quota del capitale azio-
nario offerto pari al 22,68% 
(il che porta a valutazioni 
implicite delle imprese ab-
bastanza generose, spes-
so superiori a € 1 milione). 
In 18 casi su 48, le offerte 
riguardavano anche tito-
li senza diritti di voto (in 9 
casi esclusivamente). Il ca-
pitale raccolto ammontava 
a € 5,6 milioni, ancora poco 
rispetto alle potenzialità del 

mercato. Le imprese (qua-
si tutte startup) protagoni-
ste delle campagne sono 
frequentemente lombarde 
(16 casi), toscane (7 casi), 
laziali e sarde (5 casi a te-
sta). La loro età media è di 
3 anni e il fatturato medio 
dell’ultimo bilancio è pari a 
€ 17.110. I progetti presen-
tati spaziano dai servizi in 
piattaforme social/sharing 
(10 casi), all’ICT (10 casi), 
ai servizi professionali (9 
casi)”. 
Per quanto riguarda l’am-
bito del lending crowdfun-
ding, gli investitori possono 
prestare denaro attraverso 
Internet a persone fisiche 
(consumer) o imprese (bu-
siness) a fronte di un inte-
resse e del rimborso del 
capitale. A livello mondiale, 
nel 2015, i portali di lending 
hanno raccolto oltre $ 25 
miliardi; il leader di mercato 
è la statunitense Lending 
Club. Non a caso si tratta 
del contesto del crowdin-

segue da pag. 9

DANIELE 

CONTI,  

presidente  

di Seco

REPORT
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ca distintiva; se i creatori si 
dovessero sobbarcare tutti 
gli impegni burocratici a cui 
siamo abituati con prodotti 
già sul mercato, l’operazio-
ne sarebbe molto onerosa 
con il risultato di un minor 
numero di progetti lanciati. 
Forse si potrebbe migliorare 
con una verifica dell’identità 
dei creatori, come avviene 
su Facebook e Twitter per 
le persone famose. È an-
che vero comunque che 
su queste piattaforme di 
crowdfunding le truffe sono 
una percentuale risibile. 
 
Su Indiegogo per veri-

ficare la bontà di Lucy, 

un prodotto della start 

up italiana Solenica

Solenica, startup di roboti-
ca e design con team ita-
liano e sede in California, 
il 13 settembre scorso ha 
lanciato su Indiegogo una 
campagna di crowdfunding 
per Lucy, un dispositivo in-
novativo che riflette la luce 
del sole nelle stanze in om-
bra. In meno di 6 ore ha su-
perato l’obiettivo previsto di 
50mila dollari, in 2 giorni ha 
raccolto140mila dollari e 
sta ancora continuando a 
raccogliere fondi. 
In termini tecnici, Lucy è 
un “eliostato”, cioè un di-
spositivo in grado di riflet-
tere il sole, che si muove 
sempre nello stesso punto 
fisso deciso dall’utente. 
Nello specifico, si tratta di 
uno specchio intelligente, 
inserito all’interno di una 
sfera, dotato di un’elet-
tromeccanica alimentata 
da energia solare che ne 
permette il movimento; 
basta posizionare Lucy in 
un posto soleggiato, fuori 
o dentro casa, puntarla in 
direzione della stanza che 
si vuole illuminare e Lucy, 
regolando l’angolazione 
dello specchio in ogni mo-
mento del giorno, conti-
nuerà a riflettere la luce del 
sole illuminando le stanze 
in ombra.

D: A chi vi siete affidati 

per il lancio e la gestione 

dell’operazione?

R: Ci siamo occupati noi 
della preparazione e ge-
stione della campagna 
Kickstarter. Avevamo il 
know-how necessario e per 
questo eravamo confidenti 
che lavorarci in prima per-
sona sarebbe stato più ef-
ficace.

D: Fatta l’esperienza, a 

quale tipo di società high 

tech e per quale genere 

di progetti high tech vi 

sentite di consigliare il 

crowdfunding? 

R: Consigliamo vivamen-
te Kickstarter per progetti 
innovativi in ambito high-
tech. L’aspetto fondamen-
tale è creare qualche cosa 
di nuovo, l’utente si sta 
prendendo un rischio fi-
nanziando una campagna 
crowdfunding quindi dovrà 
essere molto motivato per 
dare il suo contributo al pro-
getto. Sconsigliamo invece 
Kickstarter a tutti coloro che 
hanno un prodotto B2B, 
perché Kickstarter, come 
anche le altre piattaforme 
di crowdfunding, si rivolge 
ai consumatori e non alle 
aziende.

D: Quali eventuali limiti 

vedete in questa moda-

lità di raccolta fondi per 

progetti high tech e come 

si potrebbe migliorare la 

formula a vostro parere? 

R: La cosa su cui miglio-
rare è l’accountability, cioè 
la possibilità che eventuali 
colpe o meriti siano impu-
tabili secondo un criterio ri-
conosciuto e in maniera tra-
sparente. Questo manca. 
Oggi ci sono ancora creato-
ri di progetto che, per così 
dire, scappano con i soldi, 
e Kickstarter non fa abba-
stanza per evitarlo. D’altro 
canto, come ha detto l’am-
ministratore delegato della 
piattaforma, questo non è 
un bug, ma una caratteristi-

Marianne Culver nominata presidente di RS Components
Electrocomponents PLC ha annunciato che Marianne Culver è stata 
nominata presidente di RS Components. La nomina di Culver è l’ul-
tima di una serie di decisioni del CEO del gruppo Lindsley Ruth 
per rafforzare il management della società, allo scopo di accele-
ra iniziative di crescita in Asia, Europa e Nord America. Marianne 
avrà la responsabilità di portare la società a crescere in tutte le 
regioni, grazie alla sua grande esperienza in tutti i settori dell’elet-
tronica e dell’industria. La neo-eletta presidente ha infatti 25 anni 
di esperienza a livello internazionale. Prima di entrare a far parte 
di Electrocomponents, ha ricoperto il ruolo di managing director 
UK presso TNT, quale executive director of transformation and 
supply chain/supplier management, e precedentemente presso 
Premier Farnell PLC. Marianne Culver potrà ora sfruttare tutte 
queste esperienze nella sua nuova posizione in RS. La nomina di 
Culver è l’ultima di una serie di decisioni del CEO del gruppo Lin-
dsley Ruth per rafforzare il management della società, allo scopo 
di accelera iniziative di crescita in Asia, Europa e Nord America.

Accordo di distribuzione tra Future Electronics e Flashnet 
Future Electronics ha stipulato un accordo di distribuzione con 
Flashnet, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni per 
“smart city” e infrastrutture IoT (Internet of Things). L’intesa 
raggiunta con Future Electronics, valida con effetto immediato 
nell’area Emea, riguarda la distribuzione di inteliLIGHT, una so-
luzione per il controllo “intelligente” dell’illuminazione pubblica 
di Flashnet compatibile con il protocollo LoRaWAN. inteliLIGHT è 
un sistema per il controllo intelligente dell’illuminazione in grado 
di trasformare qualsiasi installazione luminosa “legacy” in un’in-
frastruttura moderna e proattiva. Essa consente ai responsabili 
dell’illuminazione pubblica di un Comune di monitorare e control-
lare l’intera rete di illuminazione, nonché di ottimizzare le attività 
di pianificazione e manutenzione. Senza dimenticare che LoRa-
WAN è un sistema di comunicazione radio moderno caratterizza-
to da bassa velocità di trasferimento dati che permette di coprire 
grandi distanze.

Pannelli TV LCD: previsioni per il 2017
Ristrutturazione di fabbriche ormai vecchie, migrazione verso 
pannelli TV LCD di dimensioni maggiori e cambiamenti nelle stra-
tegie di business, sono alcuni dei fattori che hanno spinto i pro-
duttori di pannelli TV LCD a fare previsioni al ribasso per il 2017. 
I pannelli spediti saranno dunque 258,4 milioni, con un calo del 
1,2% rispetto al 2016, secondo IHS Markit. Secondo l’ultimo rap-
porto di IHS Markit , ‘TV Display Intelligence Service’, i produttori 
di pannelli TV LCD saranno cauti nei loro piani di business relativi 
al 2017, anche se aziende del calibro di BOE, Innolux e China Star 
stanno contribuendo con nuove capacità produttive. Le spedizio-
ni di BOE hanno mostrato una crescita positiva negli anni prece-
denti. Tuttavia, la società prevede un calo del 14% nel 2017 rispetto 
all’anno precedente a causa di cambiamenti nella produzione che 
sarà maggiormente indirizzata verso pannelli dalle dimensioni più 
grandi, da 43 pollici e 55 pollici.

Nigel Ward nominato presidente di Avnet Abacus
Avnet Abacus ha annunciato la nomina con effetto immediato di 
Nigel Ward in qualità di presidente di Avnet Abacus. Ward sostitui-
sce Graham Mcbeth che ha assunto il nuovo ruolo di presidente 
di Premier Farnell, distributore globale di componenti elettronici, 
recentemente acquisito da Avnet. Attraverso una piattaforma di-
gitale la società mette a disposizione di innovatori e ingegneri i 
più attuali prodotti, servizi e software di sviluppo. La carriera di 
Nigel Ward in Avnet copre quasi tre decenni. Sin dall’acquisizione 
di Abacus nel 2009 ha rivestito ruoli guida nelle attività di Avnet 
Abacus e anche Avnet Silica in UK, cui si è poi aggiunta la respon-
sabilità di Regional VP di Avnet Silica per il Nord Europa. Negli ul-
timi due anni, inoltre, Ward ha guidato il settore Lighting di Avnet 
Silica nella regione EMEA, accrescendo in modo significativo la 
posizione della società nei mercati strategici dell’illuminazione. br
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nella logistica. L’IoT offre sup-
porto per le spedizioni e per-
mette il monitoraggio continuo 
e l’invio delle informazioni agli 
uffici centrali, rendendo perciò 
il settore sempre più affidabile 
e dinamico. La prima è stata 
Amazon a utilizzare i droni per 
i servizi di consegna rapida e 
di elevata qualità, ma nel cor-
so del 2017 sicuramente molti 
altri operatori logistici come 
UPS e FedEx si metteranno in 
gioco e introdurranno queste 
tecnologie”.

D: Come vede l’evoluzione 

delle tecnologie mobili?

R: “Le tecnologie mobili sono 
ormai onnipresenti, e costi-
tuiscono una vera e propria 
estensione di noi stessi, fun-
zionando spesso come voce 
e occhi nella porzione digi-
tale delle nostre vite, sia che 
si tratti di interazioni online 
social, delle nostre email, sia 
della nostra dipendenza da 
Ebay. Interagire con un dispo-
sitivo mobile, specialmente 
per le giovani generazioni, è 
qualcosa di naturale e intuiti-
vo. Mentre queste tecnologie 
avanzano, le opportunità per 
migliorare i flussi di lavoro non 
hanno più limiti.
La mobilità è divenuta uno 
stile di vita e di lavoro, ed è 
anche un acceleratore per l’a-
dozione del cloud, abilitando 
approcci sempre più flessibili 
alla collaborazione, alla condi-
visione dei dati e alla gestione 
del tempo. Allo stesso modo, 
il rapido spostamento verso 

il cloud di applicazioni chiave 
come ERP, CRM e altre ap-
plicazioni per la produttività, 
sta a sua volta accelerando 
l’adozione di soluzioni mobili, 
offrendo nuovi e potenti stru-
menti ai mobile worker.
Chi trarrà i maggiori vantaggi 
da tutto questo e crescerà più 
rapidamente? Non è una do-
manda facile, ma una cosa è 
certa, nel 2017 la mobilità of-
frirà maggiori opportunità per il 
canale, in particolare per i ser-
vizi gestiti e la sicurezza”.

D: Che importanza avranno 

gli analytics per la distribu-

zione? 

R: “Gli analytics sono sempre 
più un elemento critico di qual-
siasi business e diverranno an-
cor più significativi nel corso del 
2017. Oggi più che mai offrono 
insight che aiutano le organiz-
zazioni a prendere le migliori 
decisioni di business in tempo 
reale. I partner che operano 
con la supply chain devono es-
sere consapevoli che è impor-
tante conoscere di più il cliente, 
non solo quello che sta acqui-
stando. Queste aziende stan-
no adottando analytics cogni-
tivi avanzati per capire ciò che 
i loro clienti pensano e cosa li 
motiva, oltre all’indicazione su 
quale merce è necessaria e 
dove si trova nel magazzino. I 
dati sono veramente il nuovo 
carburante, rappresentano il 
valore dell’informazione per 
potenziare le linee di business, 
dai processi operativi, al mar-
keting, alle vendite. 

Advance machine learning, 
tecnologie mobili, analytics 
sono i trend del 2017, mentre il 
cloud sarà il punto di partenza 
per la trasformazione del busi-
ness. Lo afferma Andrea Mas-
sari, country manager di Avnet 

TS Italy, che dice “Il 2016 è 
stato un anno particolarmente 
esaltante per la tecnologia e 
anche il 2017 si annuncia ric-
co di importanti cambiamenti. 
Ecco come vediamo delinearsi 
il prossimo anno in termini di 
trend tecnologici”. 

D: Che cosa rappresenta 

l’advanced machine lear-

ning?

R: “Quest’anno si è scritto 
molto sull’importanza dell’In-
ternet of Things (IoT). Tuttavia, 
l’advanced machine learning 
rappresenta il passo successi-
vo nei processi di generazione 
del valore attraverso dispositi-
vi intelligenti connessi. Sfrutta-
re l’apprendimento automatico 
e il cognitive computing attra-
verso smart device connessi, 
permette agli esseri umani di 
interagire con la tecnologia e 
l’ambiente in modi che guide-
ranno l’innovazione a un ritmo 
senza precedenti.
Esempi di primo piano sono 
costituiti dalle automobili self-
driving e dai droni utilizzati per 
le spedizioni, così come i pro-
dotti che renderanno sempre 
più smart le nostre abitazioni, 
i sensori intelligenti e altri devi-
ce per l’home automation. Il re-
stringersi del gap tra mondo fi-
sico e mondo digitale apre alle 
aziende nuove opportunità per 
lo sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi, sia per l’area busi-
ness, sia per quella consumer, 
che arricchiranno il modo in cui 
interagiamo col mondo intorno 
a noi, giorno per giorno.
I progressi nel machine lear-
ning e nel cognitive computing 
porteranno grandi vantaggi al 
nostro settore. Man mano che 
queste tecnologie diverranno 
sempre più affidabili e sicure, 

Avnet TS Italy: 
 i trend del 2017

Quali saranno i trend tecnologici del 2017?  
Lo abbiamo chiesto ad Andrea Massari, 
country manager di Avnet TS Italy, che ci 
ha anche illustrato le strategie di prodotto 
dell’azienda e fornito la sua visione sul 
mercato italiano

le aziende inizieranno a utiliz-
zarle per esplorare nuovi mo-
delli di business, ottenendo in-
sight, prima irraggiungibili, sui 
rispettivi mercati e sulle attività. 
Nell’ottobre del 2016 Uber ha 
utilizzato per la prima volta un 
camion dotato di sistemi di self-
driving per consegnare 50.000 
lattine di birra Budweiser. Ci 
sono ancora molte normative 
da elaborare, come ad esem-
pio quelle riguardanti l’assicu-
razione e la responsabilità in 
caso di incidente, ma nel corso 
del 2017 vedremo molte altre 
aziende implementare queste 
tecnologie nello scenario del 
mondo reale. Solo coloro che 
saranno capaci di sviluppa-
re soluzioni innovative com-
plementari a IoT e machine 
learning ne beneficeranno e 
il 2017 vedrà un significativo 
aumento degli investimenti in 
questo comparto.
Le tecnologie connesse pos-
sono essere di aiuto in qualsi-
asi settore, ma stanno diven-
tando significative soprattutto 

ANDREA  

MASSARI, 

country manager 

di Avnet TS Italy
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prevedibilità della domanda 
attorno agli stessi. Le imprese 
hanno bisogno del cloud per 
mantenersi agili e flessibili nel-
la gestione della domanda, ga-
rantendo al contempo la conti-
nua disponibilità del servizio e 
l’accesso facilitato attraverso 
qualsiasi device. Il cloud, usa-
to correttamente, risponde a 
tutte queste sfide.
Il cloud diverrà anche un abi-
litatore per nuove soluzioni di 
sicurezza, in particolare per la 
sicurezza dei dati, dal momen-
to che ciò che viene percepito 
come svantaggio si trasforma 
oggi in un vantaggio. La Euro-
pean General Data Protection 
Regulation, che verrà adottata 
nel maggio del 2018, metterà 
le organizzazioni sotto pressio-
ne per garantire la sicurezza 
dei dati raccolti. Le imprese 
che vogliono convertirsi rapi-
damente al cloud per esterna-
lizzare queste responsabilità 
trarranno vantaggi da una mi-
gliore qualità dell’infrastruttura 
IT, fornita da aziende con un 
focus e un mandato ben defi-
nito in merito alla sicurezza dei 
dati nel cloud. Questo ridurrà 
drasticamente le spese per ca-
pitale (capex) consentendo alle 
aziende di investire in prodotti 
e servizi per la sicurezza delle 
loro reti IT locali.
Il cloud e l’atteggiamento delle 
organizzazioni verso questa 
tecnologia maturano di giorno 
in giorno. Infatti, sempre meno 
imprese vedono oggi il cloud 
come un elemento pericolo-
so (“shadow IT” come viene 
spesso definito), ma, al con-
trario, viene percepito come 
elemento chiave della propria 
strategia IT. È ritenuto ormai 
affidabile, consentendo nuovi 
livelli di agilità alle aziende che 
lo adottano.
Con l’affermazione del cloud 
nel corso del 2017, altri settori 
potrebbero risentirne. Ormai 
è visto come una delle possi-
bili soluzioni, per lo più molto 
affidabile, per lo storage, la 
sicurezza e la trasformazione 
del business, e i dipartimenti 
IT dovranno intraprendere una 

trasformazione digitale in tutte 
queste aree, se vogliono re-
stare all’avanguardia.
La chiave per affrontare con 
successo il nuovo anno sarà 
garantire ai partner le compe-
tenze relative a data center e 
cloud, combinando i loro punti 
di forza per divenire un ‘one-
stop-shop’ per le soluzioni tec-
nologiche, creando un modello 
a prova di errore per essere 
vincenti nel cloud del 2017”. 

D: Come vede il mercato ita-

liano nell’ambito della distri-

buzione?

R: “Il ruolo del distributore è in 
continua evoluzione, un cam-
biamento imposto dalla trasfor-
mazione digitale, e non solo, di 
cui tanto si parla. La stessa tra-
sformazione che i nuovi trend 
di utilizzo della tecnologia faci-
litano. Mobility, cloud compu-
ting, big data e la loro analisi 
fino all’IoT ad esempio, stanno 
abilitando nuovi mercati e noi 
siamo pronti a offrire ai nostri 
partner di canale un approc-
cio e un supporto pragmatico, 
per consentire loro di sfruttare 
appieno le innumerevoli oppor-
tunità di business offerte dalle 

tecnologie di nuova generazio-
ne. È un ruolo, dunque, di ena-
bler e facilitatore del business 
che i partner richiedono per 
traguardare nuove opportunità 
di business. 
Un altro ruolo molto interes-
sante che ci viene richiesto 
nell’attuale scenario di mer-
cato e che scaturisce dall’esi-
genza di fornire alle aziende 
soluzioni complete integrate, è 
quello di “matchmakers”. Nello 
specifico al distributore viene 
richiesto di facilitare nuove 
partnership tra operatori del 
canale, rivenditori, system in-
tegrator, fornitori e cioè di cre-
are un ecosistema di profes-
sionisti che favorisca l’offerta 
di soluzioni chiavi in mano”.

D: Quali sono i prodotti su 

cui puntate? 

R: “Più che puntare su alcuni 
prodotti, direi che guardiamo 
al grado di maturità e poten-
zialità che hanno raggiunto al-
cune tecnologie. Il 2017 sarà 
ricco di importanti cambia-
menti che, in termini di trend 
tecnologici, riguarderanno IoT 
e tecnologie connesse, mobili-
ty, analytics e cloud”.

Un esempio ci viene offerto 
dall’Industry 4.0 e dalla smart 
factory. Qui vediamo la con-
vergenza di molte tecnologie, 
ma gli analytics giocheranno 
un ruolo fondamentale nel mo-
dellare l’abbondanza di dati 
rilevati dai sensori nelle fabbri-
che per stabilire con precisio-
ne l’output, lo stato di salute 
dei macchinari e la qualità dei 
prodotti, mentre altri analytics 
permetteranno di determina-
re la domanda e prevedere i 
problemi. Ci aspettiamo che 
la smart factory contribuisca 
a quel boom economico a cui 
molti si riferiscono come la 4^ 
rivoluzione industriale.
Questo è ovviamente un 
esempio eclatante, ma nel 
2017 il canale vedrà i clienti 
divenire sempre più dipendenti 
dalle informazioni che deriva-
no dai loro dati per acquisire 
vantaggi competitivi. Il cogniti-
ve computing offrirà loro nuovi 
strumenti concorrenziali e una 
conoscenza più profonda del 
consumatore, ovvero le basi 
per capire come e dove opera-
no. La forte crescita del cloud 
come piattaforma per l’innova-
zione creerà nuove modalità 
per il supporto della stessa nel 
mercato”.

D: Parliamo del cloud. Ha 

finalmente conquistato la fi-

ducia delle imprese? 

R: “Quest’anno abbiamo vi-
sto crescere l’adozione e la 
fiducia nella tecnologia cloud, 
in un ordine di grandezza di 
gran lunga maggiore rispetto 
agli anni precedenti. Le mo-
dalità con cui questa scelta è 
avvenuta variano dalle startup 
– che nel cloud sono nate, be-
neficiando della mobilità e del 
basso rischio di investimento 
connesso al cloud, fino alla 
grande organizzazione che 
sfrutta i nuovi e interessanti 
approcci alla connettività B2B 
semplificando l’operatività e 
la collaborazione tra aziende. 
Un’altra grande forza trainan-
te del cloud è costituita dalla 
grande mole di consumatori a 
cui indirizzare i servizi e l’im-

Molex: accordo di collaborazione per la realizzazione di SoftBattery

Rafforzando la gamma in continua espansione di soluzioni di 

elettronica stampata, Molex ha siglato un accordo di licenza inter-

nazionale per la produzione di sorgenti di alimentazione Enfucell 

SoftBattery. Enfucell è stato uno dei precursori nel settore della pro-

gettazione di batterie stampabili per soddisfare richieste nel cam-

po delle cure sanitarie, dello sport e della logistica. La partnership 

consente a Molex di rispondere meglio ai settori in forte sviluppo 

dei prodotti elettronici portatili e dell’Internet of Things (IoT) e alle 

applicazioni di sensori alimentati da batterie stampabili.

Panasonic: partner software specializzati

Panasonic Toughbook ha nominato Sylvaine Smith head of partner man-

agement per l’Europa, con l’obiettivo di espandere ulteriormente 

la propria presenza sul mercato di notebook, tablet e dispositivi 

handheld rugged tramite partnership incentrate sulla realizzazi-

one di soluzioni. Con una quota del 66% nelle vendite di notebook 

e convertibili rugged e del 59% nelle vendite di tablet rugged nel 

2015, sono stati venduti in Europa più dispositivi delle linee Pana-

sonic Toughbook e Toughpad rispetto al totale di notebook e tablet 

rugged competitor. Sylvaine Smith, che ha 20 anni di esperienza in 

ambito di enterprise mobility partner sales e ha ricoperto la cari-

ca di Industry Solutions Director per Zebra Motorola, guiderà l’es-

pansione di mercato concentrandosi sulla creazione di un gruppo 

esclusivo di rivenditori, system integrator e ISV (Independent Soft-

ware Vendors), nuovi e già esistenti, per offrire ai clienti business e 

alla loro forza lavoro delle soluzioni tecnologiche complete. br
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Nuove opportunità

Accanto ai mercati tradizio-
nali, TTI intende “aggredire” 
settori emergenti e dalle gran-
di potenzialità ampliando e 
aggiungendo linee di prodotti 
come ad esempio i sensori 
che aprono le porte al mer-
cato delle applicazioni IoT. I 
trend più interessanti in que-
sto ambito sono quelli che 
riguardano Bluetooth e le reti 
wireless in generale: ad esem-
pio, l’integrazione di connettori 
con la tecnologia Bluetooth 

permette di eliminare il ricor-
so all’alimentazione del cavo 
solitamente impiegato per la 
trasmissione dei dati. Recen-
temente l’azienda ha compito 
un notevole investimento, in 
termini di stock, nuove linee di 
prodotto e personale (Fae) per 
supportare l’obiettivo di “città a 
zero emissioni”. Anche in que-
sto caso, i sensori giocano un 
ruolo essenziale nel momento 
in cui i veicoli integrano a bor-
do un numero sempre mag-
giore di sistemi per l’assisten-
za al guidatore che richiedono 

il rilevamento di una pluralità 
di parametri. 
Un occhio di riguardo anche 
per l’implementazione delle 
“Smart Factory” (Industry 4.0) 
che richiedono un processo di 
ottimizzazione globale. Il con-
cetto di Industry 4.0 prevede il 
“merge” tra due mondi IT dif-
ferenti, quelli dell’ufficio classi-
co e quello della produzione. 
È risaputo che i componenti 
e i sistemi IT usati in ambiti 
office non danno le garanzie 
di affidabilità necessarie per 

l’impiego in un ambiente seve-
ro come quello della fabbrica. 
Per questo motivo, TTI ha ef-
fettuato notevoli investimenti 
nel campo della formazione e 
delle risorse umane destinate 
alle attività di back-office al 
fine di garantire un suppor-
to tecnico adeguato, oltre a 
compiere attente valutazione 
sulle tecnologie offerte dai 
propri fornitori in modo da for-
nire prodotti e soluzioni che 
permettano di implementare 
in modo efficace il concetto di 
“fabbrica intelligente”.

 Trasporti “puliti” e  

Industry 4.0 nel futuro di TTI
Nuovi prodotti e tecnologie per  
il leader mondiale nelle distribuzione  
di elettromeccanici e passiviComponenti passivi, connetto-

ri, dispositivi elettromeccanici, 
discreti: da oltre 40 anni TTI 
focalizza le proprie attenzioni 
e risorse su queste categorie 
di prodotti, dove ha conquistato 
una posizione di riferimento su 
scala mondiale. Una riprova è 
il recente premio come miglior 
“Volume Delivery distributor” 
nella categoria componenti 
passivi assegnato alla società 
dalla rivista tedesca Elektronik,
Posizione conquistata fa-
cendo leva su due elementi 
fondamentali: numero abba-
stanza limitato di fornitori qua-
lificati e forte orientamento a 
soddisfare tutte le esigenze 
della propria base clienti (che 
nella sola Europa sono oltre 
11.000). Compito quest’ultimo 
non facile, tenuto conto che 
su una tipica scheda Pcb oltre 
l’80% dei componenti mon-
tati sono dispositivi passivi e 
connettori (che quindi rappre-
sentano una analoga percen-
tuale in termini di problemi di 
approvvigionamento). 
Per rispondere a questa esi-
genza, TTI mantiene un am-
pio stock composto da oltre 
200.000 modelli differenti di 
passivi e connettori. Un ma-
gazzino ben fornito in grado 
di soddisfare tutte le esigen-
ze, sempre molto complesse, 
che accompagnano la fase di 
produzione. Magazzino che in 
Europa è stato recentemente 
ampliato di altri 18.000 m2 (che 
comprende anche l’espansio-
ne degli uffici) e sarà completa-
mente operativo a partire dalla 
seconda metà del prossimo 
anno. I prodotti del distributore 
sono destinati a tre principali 
mercati di riferimento: indu-
striale, militare/aerospaziale 
e trasporti (compresi trasporti 
ferroviari, automobilistico e dei 
veicoli elettrici/ibridi).

Il quartier ge-

nerale di TTI in 

Europa situata 

a Maisach-

Gernlinden, nei 

pressi di Monaco 

(Germania) 

TDK potrebbe acquisire 

InvenSense?
Secondo la Reuters, TDK 
avrebbe offerto 12 dollari per 
azione per l’acquisizione di 
InvenSense. Inoltre, secondo 
quanto si legge, le società 
sperano di concludere i ne-
goziati entro la fine dell’an-
no. InvenSense ha annuncia-
to di aver assunto un consu-
lente finanziario per valutare 
quali potrebbero essere gli 
interessi per l’azienda già nel 
mese di novembre.
InvenSense è relativamente 
nuova sulla scena dei MEMS, 
ma ha guadagnato rapida-
mente consensi grazie alla 
collaborazione con aziende 
quali Apple e Samsung.

Semiconduttori: vendite 

in Europa in crescita 

nell’ottobre 2016
Le vendite di semiconduttori 
in Europa nell’ottobre 2016 
sono state di circa 2,8 mi-
liardi di dollari, registrando 
un +2,2% rispetto al mese 
precedente. È quanto riferi-
sce ESIA (European Semicon-
ductor Industry Association), 
sulla base degli ultimi dati 
rilasciati dalla Wsts (World 
Semiconductor Trade Sta-
tistics). I risultati segnano 
il quinto mese positivo nel 
mercato europeo dei semi-
conduttori. L’aumento della 
domanda per i sensori, di-
spositivi semiconduttori ana-
logici, microcontrollori MOS, 
dispositivi optoelettronici ha 
portato a una solida perfor-
mance nel mese di ottobre, 
così come le vendite di circu-
iti integrati per applicazioni 
specifiche. ‘Sensori e attua-
tori’, in crescita del 4,3% ri-
spetto a settembre, è stata 
la categoria di prodotto mag-
giormente performante.
Nel mese di ottobre, gli effet-
ti dei tassi di cambio sono 
stati leggermente più visibili 
rispetto al mese di settem-
bre. In euro, le vendite sono 
state 2,529 miliardi nel mese 
di ottobre 2016, in crescita 
del 2,3% rispetto al mese 
precedente, e con una dimi-
nuzione del 2,5% rispetto al-
lo stesso mese di un anno fa.
Su base mondiale, le vendite 
di semiconduttori in ottobre 
2016 sono stati 30,453 miliar-
di di dollari, in crescita del 
3,4% rispetto a settembre e 
del +5,1% rispetto allo stes-
so mese del 2015. br
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Tra i nuovi prodotti che RS Com-

ponents ha inserito a catalogo 
figurano i tester multifunzione 
Fluke serie 1660, che consen-
tono di effettuare le misurazioni 
in modo rapido ed efficiente, nel 
rispetto delle principali norme 
locali relative all’installazione di 

cablaggi fissi. Il modello top di 
gamma 1664FC facilita la condivi-
sione dei risultati grazie alla app 
per smartphone Fluke Connect 
ed è inoltre dotato della funzione 
brevettata Insulation PreTest in 
grado di rilevare se un’apparec-
chiatura è collegata al sistema 
sottoposto a test, interromperlo 
e segnalarlo tramite l’accensione 
di una spia. La funzione Insula-

tion PreTest consente di proteg-
gere le apparecchiature periferi-
che da costosi danni accidentali, 
proteggendo gli strumenti inav-
vertitamente collegati al sistema 
sottoposto a test. 
RS Components ha poi stipulato 
un contratto di distribuzione con 
C&K, uno dei maggiori produttori 
di interruttori tattili, noto anche 
per gli interruttori a levetta mon-
tati su scheda. 
Il catalogo RS comprende cen-
tinaia di interruttori a marchio 
C&K, tra cui interruttori tattili, 
a pulsante, a levetta, rotanti, a 
chiave, DIP e SIP, a slitta e di rile-
vamento. Nel corso dei prossimi 
sei mesi RS intende raddoppiare 
l’offerta di prodotti C&K, con-
centrandosi prima su quelli più 
recenti e innovativi e successi-
vamente potenziando il suppor-
to sull’intera linea C&K grazie al 

nuovo rapporto 
di collaborazio-
ne diretta. 
Due nuovi kit 
sono stati inse-
riti a catalogo, 
e comprendo-
no tutti i com-
ponenti per la 
c o s t r u z i o n e 
di un braccio 

completamente robotizzato a 4 
assi. Grazie a questi kit, un pub-
blico più ampio potrà beneficiare 
dell’efficienza e dell’affidabilità 
di soluzioni robotizzate. Oltre a 
sfruttare le funzionalità di questo 
tipo di soluzioni, gli utilizzatori 
potranno risparmiare sui costi 
dal momento che i kit permetto-
no di evitare di acquistare sepa-
ratamente le parti di cui hanno 

bisogno. Ognuno dei due bundle 
disponibili comprende le parti 
necessarie a costruire un braccio 
robotico igus Robolink D, uno 
per carichi utili fino a 1 kg e uno 
fino a 4 kg. Entrambi offrono fino 
a 4 assi e 4 gradi di libertà e sono 
adatti per diverse applicazioni, 
tra cui R&D, didattica, laboratori 
e siti industriali di piccola/media 
grandezza; in pratica, ovunque 
serva un braccio robotizzato da 
banco efficace, affidabile, preci-
so, economico e flessibile. Oltre 
a fornire le parti necessarie per 
costruire il braccio robotico, RS 
ha dedicato una parte consisten-
te del suo sito DesignSpark a vi-
deo didattici e istruzioni che sup-
portano l’utente nell’abbinare il 
robot ai controller e alle soluzioni 
di programmazione, garantendo-
gli libertà di scelta del linguaggio 
di programmazione e del con-
trollo hardware più consoni alle 
sue esigenze o, semplicemente, 
di integrarli nell’infrastruttura di 
controllo esistente.

Digi-Key Electronics e CUI 

hanno siglato un accordo di 
partnership per offrire ai propri 
clienti un vasto assortimento 
di adattatori esterni. “Digi-Key 
è costantemente impegnata a 
supportare tecnici e clienti che 
lavorano strenuamente per cre-
are progetti conformi alle regola-
mentazioni più recenti”, afferma 
Tom Busher, Vp, global I P & E, 
Digi-Key. “CUI ha raggiunto una 
posizione di leadership nella 
soluzione delle problematiche 
sempre più complesse relative 
al consumo energetico sia senza 
carico che in modalità attiva degli 

adattatori esterni. Siamo estre-
mamente lieti di lavorare a stretto 
contatto con questa azienda per 
sviluppare un ventaglio di risorse 
rispettose degli standard di effi-
cienza, con l’obiettivo di tenere 
sempre informati i clienti e porta-
re sul mercato prodotti conformi 
nel più breve tempo possibile”. 
L’accordo globale prevede l’ac-
cesso facilitato a soluzioni wire-
less intelligenti per consentire ai 
progettisti di portare innovazione 
nel mondo della connettività.
Una nuova piattaforma softwa-
re per IoT è disponibile tramite 
Digi-Key: la piattaforma enmo. 
“Data l’ampia base di clienti e la 
sua presenza globale, Digi-Key 
è il partner perfetto per noi”, ha 
commentato Mike Speckman, 
co-fondatore e Chief business of-
ficer (Cbo) di enmo. “Siamo dav-
vero contenti di lavorare assieme 

a Digi-Key per rispondere alle 
esigenze dei clienti nel mercato 
IoT globale in rapida crescita”. 
La piattaforma enmo permette a 
qualsiasi dispositivo IoT mobile 
di connettersi a qualsiasi servi-
zio di cloud. Alla base della piat-
taforma, la tecnologia IoT.Over.

Beacon di enmo, un’innovativa 
applicazione di bluetooth Low-
Energy (BLE) che mette in cam-
po nuovi e validi utilizzi dell’IoT. 
Grazie anche all’app builder in-
tegrato di enmo, gli sviluppatori 
possono implementare le loro 
soluzioni app per smartphone 
IoT in pochi minuti, self-service 

continua a pag.16
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senza necessità di codifica. I di-
spositivi IoT supportati da enmo 
operano con una vasta gamma di 
formati di beacon tra cui iBeacon, 
AltBeacon, Gimbal e Eddystone.

Lo scorso anno si è poi chiuso 
con un prestigioso premio: Digi 

International ha infatti consegna-
to a Digi-Key il premio Distributor 

of the Year 2016 per il Nord Ame-
rica come riconoscimento per la 
significativa crescita di vendite e 
di clienti durante lo scorso anno 
fiscale. “Un successo meritato”, 
ha dichiarato Richard Halliday, Vp 
del canale vendite in Nord Ame-
rica per Digi. “Questo premio va 
di fatto al di là dello straordinario 
risultato raggiunto nel 2016, con 
una crescita dei clienti e delle ven-
dite di oltre il 50% rispetto all’an-
no precedente. Digi-Key offre ai 
clienti globali il più alto livello di 
assistenza tenendo a magazzino 
un vastissimo assortimento dei 
prodotti di Digi e assicurandosi 
che vengano consegnati in po-
chi giorni in qualsiasi angolo del 
mondo”. 

Premier Farnell ha siglato un 
accordo di franchising a livello 
globale con Sierra Wireless, atto 
a promuovere ulteriormente la 
propria linecard e a fornire l’ac-
cesso al portafoglio di moduli e 
gateway integrati 2G, 3G e 4G più 
completo del settore. Nello speci-
fico, l’accordo punta al supporto ai 
progettisti elettronici che operano 
nel mercato automobilistico, dei 
trasporti, energetico, industriale, 
residenziale, sanitario, al dettaglio, 
dei sistemi di pagamento e nel cre-
scente mercato Internet of Things.
Sierra Wireless sta contribuendo 
alla tecnologia Internet of Things 
grazie a soluzioni wireless in-
telligenti che aiutano i progetti-
sti a promuovere l’innovazione 
nell’ambito della connettività. Per 
gli OEM e gli integratori di sistema, 
i prodotti Sierra Wireless semplifi-
cano l’aggiunta della funzionalità 
wireless, permettendo così agli 
utenti di sviluppare, distribuire 

e gestire per anni i loro prodotti 
e servizi connessi. Simon Mead-
more, head of semiconductors di 
Premier Farnell afferma “Siamo 
lieti di annunciare questo nuovo 
franchising globale con Sierra Wi-
reless. Lo sviluppo dell’Internet of 
Things offre enormi opportunità 
per i progettisti, sia per quelli alle 
prime armi che per i più esperti. In 
qualità di distributore di strumen-
ti di sviluppo abbiamo investito 
nella linea di prodotti e nell’inven-
tario per offrire ai clienti prodotti 
sempre aggiornati e consentire 
loro di sviluppare la progettazione 
e il business. Riteniamo che l’ag-
giunta di prodotti Sierra Wireless 
alla linecard rappresenti un valore 
reale per i nostri clienti. “
Inoltre, Premier Farnell produce 
per Sierra Wireless la piattaforma 
di abilitazione all’IoT, mangOH.
Andrew Suttle, Vp, global distri-
bution, OEM solutions di Sierra 
Wireless ha dichiarato: “Gli svi-
luppatori della comunità di pro-
gettazione globale possono ora 
acquistare con facilità da Premier 
Farnell l’intera linea di moduli 
cellulari Sierra Wireless di grado 
industriale AirPrime e impiegarla 
per inventare soluzioni personali, 
mirate a trasferire i dati del senso-
re nel cloud e a trasformare così 
le idee in prodotti e servizi più 
veloci che mai. Siamo entusiasti 
che Premier Farnell produca e 
venda la piattaforma di abilitazio-
ne all’IoT, mangOH, con la relativa 
suite di connettori IoT associati.” 

Conrad arricchisce la propria of-
ferta con l’ultima serie dei nuovi 
oscilloscopi a memoria digitale 
TBS2000 Tektronix. Le versioni 
sono disponibili sia con larghezza 
di banda da 70 MHz a 100 MHz e 
con due o quattro canali. Con di-
splay WVGA da 9”, griglie con 15 

divisioni orizzontali che visualiz-
zano il 50% in più dei segnali, lun-
ghezza di registrazione tra 2.000 
e 20 milioni di punti e velocità 
di campionamento di 1 GS/s, gli 
oscilloscopi della serie TBS2000 
sono in grado di catturare e vi-
sualizzare più segnali per un’ana-
lisi più rapida degli impianti. Il si-
stema di trigger è stato progettato 
per tracciare i guasti dei moderni 
impianti a segnali misti. Oltre alla 
normale modalità edge trigger, il 
sistema offre anche il trigger ad 
ampiezza d’impulso e il trigger a 
impulso runt, particolarmente uti-
li per la diagnostica delle sezioni 
digitali degli impianti. La comple-
tezza delle misure automatiche 
consente di testare in maniera 
rapida e conveniente un’ampia 
gamma di segnali e applicazioni. 
Sul retro dello strumento sono 
disponibili le porte di comunica-
zione. La porta USB 2.0 per una 
facile connessione al PC e la por-
ta LAN, permettono di utilizzare lo 
strumento da remoto tramite una 
vasta serie di comandi. 

Sono disponibili da Rutronik gli 
Starter Kit ARM di Advantech. Con 
i suoi Starter Kit ARM, Advantech 
mette a disposizione degli svilup-
patori strumenti e risorse quali QT 
– applicazione multi-piattaforma e 
framework per lo sviluppo di In-
terfacce Utente (UI) – e le API di 
WISE-PaSS/RMM, piattaforma IoT 
per il monitoraggio e la gestione 
remota di dispositivi. Tutti i com-
ponenti software aggiuntivi sono 
offerti gratuitamente da Advan-
tech per offrire alla comunità 
embedded piattaforme compatte, 
affidabili e performanti, progettate 
appositamente per lo sviluppo di 
soluzioni basate su ARM. Gli Star-
ter Kit ARM di Advantech consen-
tono di acquisire dimestichezza 

con le piattaforme 
ARM e con la pro-
gettazione di appli-
cazioni basate su 
tale architettura. 
L’ampia gamma di 
servizi, erogati da 
team di supporto 
professionali in 

20 paesi in tutto il mondo, com-
prende progettazione di carrier 
board, revisione del layout, ma-
nuale dell’utente BSP, manuale 
dell’utente per Starter Kit, manua-
le SO, guida al porting dei driver, 
risoluzione dei problemi, perso-
nalizzazione e produzione. Per 
configurare gli Starter Kit ARM di 
Advantech e iniziare a valutare e 
convalidare prestazioni, proget-
tare hardware o sviluppare appli-
cazioni sono sufficienti 10 minuti. 
Grazie al supporto dei moduli e 
delle schede ARM di Advantech 
e agli oltre 7 anni di durata utile, 
è possibile sviluppare soluzioni 
basate su ARM più facilmente e 
a immetterle sul mercato in tempi 
più rapidi.

Mouser offre ai suoi clienti il kit 

nRF52840 (nRF52840-PDK) di 
Nordic Semiconductor, un kit di 
sviluppo versatile per la valuta-
zione del nRF52840 system-on-
chip (SoC), una soluzione di con-
nettività wireless proprietaria che 
supporta diversi protocolli, tra cui 
la specifica Bluetooth 5 recente-
mente rilasciata. Il Bluetooth 5 
introduce maggiore lunghezza del 
raggio, e altre migliorie indicate 
per la casa intelligente, l’ambito 
degli indossabili e l’IoT.
Il kit Nordic nRF52840 consente 
agli sviluppatori di valutare progetti 
di connettività wireless basati sulla 
scheda nRF52840 SoC. Il kit com-
prende quattro pulsanti program-
mabili dall’utente e LED, è l’har-
dware compatibile con gli schermi 
Arduino Uno R3-based, e dispone 
di spinotti per tutti gli ingressi e le 
uscite (I/O) e interfacce, tra cui un 
connettore dedicato per l’antenna 
esterna NFC inclusa nel kit.

segue da pag.15
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spesso da Tesla per miglio-
rare le prestazioni e correg-
gere eventuali errori presen-
ti), riorganizzazione (con la 
creazione del gruppo ADG 
– Automated Driving Group) 
e collaborazioni (divenendo 
ad esempio parte di una joint 
venture tra Mobileye e Delphi 
Automotive, il cui obiettivo è 
sviluppare una soluzione per 
la guida autonoma completa 
che risponda ai livelli SAE 4 

– elevata automazione – e 5 
– guida completamente auto-
noma – entro il 2019).
La focalizzazione verso la 
tecnologia di guida autono-
ma è sicuramente una mos-
sa intelligente da parte di 
Intel, ma non si tratta di un’i-
dea completamente nuova. 
Questo settore ha già attira-
to l’attenzione di aziende del 
calibro di Nvidia, Microsoft e 
Qualcomm.

Lo scorso anno Intel ha la-
vorato diligentemente per au-
men tare la propria presenza 
nel settore delle auto a guida 
autonoma (self-driving car). 
D’altra parte, il perdurare del-
la stagnazione nel settore dei 
PC ha convinto i responsabili 
del colosso di Santa Clara a 
puntare su un mercato dalle 
prospettive decisamente pro-
mettenti. I numeri d’altronde 
parlano chiaro: una ricerca 
condotta da Boston Consulting 
Group stima che entro il 2025 
il mercato dei veicoli autonomi 
raggiungerà quota 42 miliardi 
di dollari e 10 anni più tardi 
saranno 76 milioni i veicoli che 
integreranno una qualche for-
ma di guida autonoma.
La previsione (e la speranza) 
della società è rappresentata 
dal fatto che i veicoli saran-
no il fulcro, o perlomeno una 
componente fondamenta-
le, del mondo IoT. Secondo 
Brian Krzanich, Ceo di Intel, 
l’universo IoT comprenderà 
entro il 2020 oltre 50 miliardi 
di dispositivi e ogni utente di 
questi gadget genererà 1,5 
Gigabyte di dati al giorno. 
Una macchina autonoma, in 
media, genererà circa 40 Gi-
gabyte di dati al minuto. 
“La mole di dati da elaborare 
è enorme e nessuno meglio 
di Intel dispone delle risorse 

necessarie per svolgere tale 
lavoro nel migliore dei modi. Il 
nostro vantaggio – ha conclu-
so Krzanich – è quello di poter 
disporre di un’architettura co-
erente in grado di supportare 
il mondo industriale a partire 
dal laptop dello sviluppatore 
fino al data center”.

Una strategia mirata

Per questo motivo, Intel si 
è mossa attivamente nel 
settore della tecnologia self-
driving mediante acquisizioni 
(di Itseez, azienda specializ-
zata nel campo della visione 
artificiale e di Arynga che svi-
luppa software che consente 
ai veicoli di ricevere aggior-
namenti in modalità OTA, 
funzionalità questa usata 

La tecnologia “self driving” 
 nel futuro di Intel

Acquisizioni, riorganizzazioni e 
collaborazioni per puntare a un 
mercato da 42 miliardi dollari

EMANUELE DAL LAGO

Intel GO una piattaforma per la guida automatica

In un settore come quello automotive, uno dei componenti chiave per la realizza-

zione di sistemi Adas avanzati sono senza dubbio gli Fpga. Una riprova è data da 

alcune novità presentate da Intel a questa edizione del Ces (Consumer Electronics 

Show):

 Intel GO In-Vehicle Development Platform per la la guida automatica che pre-

vede l’uso congiunto di Fpga e processori di classe Atom o Xeon per consentire ai 

produttori di auto di sviluppare sistemi Adas affidabili in tempi brevi.

 Intel GO Automotive 5G Platform, basata sugli Fpga della serie Arria 10 e 

integrati RF avanzati che permette agli sviluppatori di collaudare le specifiche di 

differenti standard 5G preliminari.

Gli Fpga della serie Arria 10GX per applicazioni automotive consumano il 40% in 

meno rispetto ai dispositivi della precedente generazione e dispongono di blocchi 

per l’elaborazione digitale del segnale in virgola mobile implementati in hardware.

In contemporanea, Intel ha annunciato che, in collaborazione con Denso, ha svi-

luppato un nuovo sistema di visione stereo che rappresenta un utile ausilio in caso 

di frenate di emergenza in presenza di pedoni (fino a 50 km/h) o di ostacoli (fino 

a 80 km/h). Questo sistema è controllato da un SoC Fpga della linea Cyclone che 

agisce alla stregua di un computer ad alte prestazioni che gestisce la complessa 

elaborazione dei segnali richiesta in applicazioni di questo tipo.

Foto: Intel

Dopo due anni sostanzialmente piatti, le previsioni del 
2017 sono improntate a un cauto ottimismo. Tutti i fore-
cast, riportati nella figura, riportano per il 2017 un segno 
positivo: si va dal +3,3 di Wsts al più confortante +8% 
di Semiconductor Intelligence. Uno scenario di questo 
tipo si basa sui seguenti fattori: moderato aumento della 
domanda di dispositivi elettronici chiave e un modesto 
recupero dell’inventario. Secondo Gartner, il numero 
di  PC e tablet venduti dovrebbe diminuire nel 2017 del-
lo 0,7% (contro il -8,7 del 2016), mentre quest’anno si 
dovrebbe assistere a un recupero (sempre in termini di 
unità) nel settore dei telefoni mobili (da -1,6 del 2016 a 
+1,2 del 2017) e a un lieve aumento della domanda di 
smartphone (da +4% del 2016 a +5% del 2017). Visti i 

numeri, non si tratta di 
un’impennata della do-
manda, ma piuttosto di 
un miglioramento rispet-
to all’anno precedente.
Secondo il Fondo Mo-

netario Internazionale, 
quest’anno il prodotto 
interno lordo mondiale 
dovrebbe aumentare 
del 3,4%, contro il 3,1% 
del 2016. Nel caso del-
le economie avanzate, 
l’aumento che si regi-
strerà negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone compen-
serà la crescita ancora debole della Gran Bretagna e dei 

Paesi dell’area euro. Per 
le economie emergenti e 
in fase di sviluppo, il ral-
lentamento della crescita 
in Cina sarà compensa-
to dalle crescite di India 
e dei Paesi del Sud-est 
asiatico e dal recupero 
della Russia e dei Paesi 
latini. 
In questo scenario non 
mancano i punti inter-
rogativi: l’impatto della 
Brexit, ancora difficile da 

valutare, una guerra commerciale tra Cina e Usa e la 
continua instabilità dell’area Medio-orientale.

Continua dalla prima pagina

Previsione dell’andamento del mercato dei semiconduttori 
(Fonte: Semiconductor Intelligence)
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In un singolo package 
plastico a montaggio su-
perficiale di dimensioni 
pari a soli 2x2x0,75 mm, 
ams è riuscita a inte-

grare funzioni di misura 
dell’umidità relativa e della 
temperatura ambiente. Il 
nuovo ENS210 è in grado 

di effettuare misurazioni 
della temperatura in gradi 
Kelvin, con una precisione 
massima di ±0,2 °C nell’in-
tervallo da 0 °C a 70 °C, 
misurare l’umidità relativa 
con una precisione mas-
sima pari a ±3,5% e tra-
smettere i valori in uscita 
in formato digitale. 
Disponibile come soluzio-
ne “chiavi in mano” e cali-
brato in fabbrica, il sensore 
non richiede alcuna taratu-
ra in fase di produzione. 
L’uscita digitale è trasmes-
sa mediante un’interfaccia 
I2C, eliminando la neces-
sità di elaborare il segnale 
mediante il processore o il 
microcontrollore del dispo-
sitivo host.
“Esiste una tendenza chia-
ramente delineata – ha 
sottolineato Giovanni de 
Majo, senior product mar-
keting manager per la li-
nea di sensori ambientali 
di ams – che vede la pro-
gressiva sostituzione dei 
tradizionali sensori ana-
logici con sensori digitali 
che richiedono meno po-
tenza, sono più compatti e 
garantiscono una migliore 
accuratezza”. “Integrando 
il rilevamento dell’umidità 
relativa e della tempera-
tura ambiente in un unico 
chip di dimensioni compat-
te – ha proseguito – stia-
mo aiutando gli OEM che 
operano nel settore dell’e-

lettronica di consumo a mi-
gliorare le prestazioni dei 
loro prodotti, offrendo loro 
la possibilità di includere 
nuove funzionalità molto 
apprezzate dagli utenti a 
fronte di un ingombro mol-
to ridotto su schede già 
densamente popolate”.
Le ridotte dimensioni del 
package di ENS210 ne 
consente l’integrazione 
in smartphone e dispo-
sitivi indossabili, inclusi i 
braccialetti per il fitness. 
Grazie a un assorbimento 
di soli 40 nA in modalità 
stand-by e 7,1 µA in mo-
dalità di misurazione attiva 
(con campionamento a 1 
Hz), i consumi di questo 
nuovo chip hanno un im-
patto minimo sulla batteria 
nelle applicazioni portatili 
e palmari.

Una vasta gamma  

di applicazioni

Nei dispositivi indossabili, 
le misure di umidità relati-
va e temperatura ambien-
te effettuate da ENS210 
possono essere sfruttate 

per migliorare precisione 
e affidabilità del rileva-
mento dell’attività fisica, 
fortemente influenzate 
dalle condizioni ambienta-
li. Questo dispositivo può 
anche essere utilizzato 
per aggiungere funzioni 
sofisticate di automazio-
ne o per il miglioramento 
delle prestazioni dei ter-
mostati e degli elettrodo-
mestici connessi, come 
condizionatori, purificatori 
d’aria, frigoriferi, asciu-
gatrici, forni a microonde, 
cappe aspiranti e stazioni 
meteo.
Abbinato ai sensori di gas 
CCS811 o CCS801 di ams, 
concepiti per misurare i 
composti organici volatili 
(COV) nell’aria, ENS210 
consente di implementare 
una soluzione completa 
per il monitoraggio del-
la qualità dell’aria negli 
spazi chiusi. Oltre ai chip, 
ams fornisce il software 
applicativo e una scheda 
di sviluppo per consenti-
re alle case costruttrici di 
integrare rapidamente le 
soluzioni per il rilevamen-
to ambientale della società 
nei progetti dei loro pro-
dotti. Un kit dimostrativo 
per ENS210 è disponibile 
presso il negozio online 
ams ICdirect.

FILIPPO FOSSATI

Schema a bloc-

chi del sensore 

su chip singolo 

ENS210

Il nuovo sensore di 
ams è ideale per 
progetti con vincoli 
di spazio e potenza

 Rilevare con precisione 
umidità e temperatura

congatec si espande in Francia

congatec apre una nuova filiale in 

Francia, con uffici a Parigi e Tolo-

sa, per rafforzare le sue vendite e 

l’organizzazione in Francia e nelle 

regioni di lingua francese del Bel-

gio e della Svizzera. L’obiettivo di 

congatec France SAS è spingere 

ancora di più marchio congatec 

in Francia. Luc Beugin gestirà 

l’ufficio di Parigi, mentre Stepha-

ne Mailleau opererà da Tolosa.

Rutronik premiata da Samwha

Rutronik ha ricevuto il premio “Best 

Performance Distributor 2016” da 

Samwha. Il premio è stato conse-

gnato quale riconoscimento alla 

crescita delle vendite.  Samwha 

è leader nella produzione di con-

densatori elettrolitici (e-caps), ed 

è il più grande partner di Rutronik 

nel segmento. “La distribuzione 

è un canale di vendita estrema-

mente importante per Samwha e 

Rutronik costituisce un partner 

di rilievo  in Europa”,  afferma 

Kwang-Hyun Park, managing di-

rector di Samwha Europa. “Que-

sto è il risultato dell’impegno 

eccezionale e del know-how del 

team di Rutronik e siamo lieti di 

conferirgli questo premio”.

Graham McBeth nominato presi-
dente di Premier Farnell

Avnet ha annunciato la nomina 

di Graham McBeth al ruolo di presi-

dente di Premier Farnell, con effetto 

immediato.  McBeth riporterà di-

rettamente a Gerry Fay, presiden-

te, global business units di Avnet. 

Nel suo nuovo ruolo, McBeth 

sarà responsabile per le opera-

zioni strategiche direzione, gior-

no per giorno e le prestazioni di 

Premier Farnell. McBeth, che re-

centemente è stato presidente di 

Avnet Abacus, sostituisce Steven 

Webb, presidente ad interim di 

Premier Farnell. Webb, da 16 anni 

in Premier Farnell, ha giocato un 

ruolo fondamentale nel corso de-

gli ultimi mesi nel sovrintendere 

l’integrazione di Premier Farnell 

nell’organizzazione di Avnet, e 

rimarrà con la società fino al 31 

gennaio, 2017, per accompagna-

re la fase di transizione.br
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GIOVANNI 

DE MAJO, 

senior product 

marketing 

manager per la 

linea di sensori 

ambientali di 

ams
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D: Qual è la sua opinione 

riguardo l’andamento del 

mercato (rallentamento, 

crescita, forte incremen-

to…)?

R: Utilizzo IPC in crescita.

D: Quali sono le principa-

li strategie adottate dalla 

vostra società sul breve/

medio periodo per soddi-

sfare al meglio le richie-

ste di questo mercato? 

R: Gamma prodotti, flessi-
bilità di prodotto, compe-
tenza di prodotto.

D: In che modo state 

implementando que-

ste strategie (stipula di 

accordi/collaborazioni, 

nuove acquisizioni, in-

vestimento in attività di 

ricerca e sviluppo, in ri-

sorse umane …)? 

R: R&D, integrazione di 
prodotti sinergici alle piat-
taforme IPC.

D: Quali sono i settori ap-

plicativi più promettenti? 

R: Industrial automatic 
machines, industrial pro-
cess lines, IT harsh appli-
cations.

D: Quali sono i principali 

fattori che distinguono la 

vostra azienda rispetto ai 

concorrenti? 

R: Gamma, qualità, tempi 
di consegna, flessibilità e 
competenze.

D: Pur non avendo la sfe-

ra di cristallo, quali sono 

le previsioni sul lungo 

termine? 

R: Trend positivo, software 
sempre più avidi di risorse 
necessitano di hardware 
sempre più aggiornati, po-
tenti e distribuiti.

D: Qual è la sua opinione ri-

guardo l’andamento del mer-

cato (rallentamento, crescita, 

forte incremento…)?

R: Il mercato nel 2016 è stato 
per noi un anno molto soddisfa-
cente, con una buona crescita 
di fatturato sia per il comparto 
embedded sia per il comparto 
PC Industriali. Siamo fiduciosi 
nel 2017, anche se è presto per 
poter fare delle stime precise. È 
emersa ancora una volta una 
netta spaccatura tra le aziende 
che esportano, che hanno ripre-
so a lavorare a regimi sostenuti, 
in confronto alle aziende che 
operano esclusivamente su 
base nazionale per cui la cre-
scita è stata più contenuta.

D: Quali sono le principali 

strategie adottate dalla vo-

stra società sul breve/medio 

periodo per soddisfare al 

meglio le richieste di questo 

mercato? 

R: Sicuramente abbiamo inserito 
a catalogo nuovi fornitori e solu-
zioni che si sono rivelati vincen-
ti. Un esempio è l’ingresso nel 
mercato dei moduli ARM, che 
sta finalmente esplodendo e su 
cui siamo molto attivi. Anche nel 
mondo COM x86 continuiamo a 
crescere con congatec e stiamo 
inserendo a catalogo per il 2107 
soluzioni promettenti. Abbiamo 
da poco annunciato la produzio-
ne di moduli a standard SMARC 
e siamo pronti con il nuovo COM 
Express Type 7, che estende il 
concetto di computer on module 
alle applicazioni server grade. 
Non ultima, la partnership con 
Cincoze ci ha consentito di raf-
forzare l’offerta per il comparto 
sistemi, grazie ai Panel PC della 
serie Crystal e ai PC Embed-
ded della serie Diamond, che 
hanno avuto un ottimo riscontro 
sul mercato. Dal punto di vista 
operativo, l’implementazione di 

un nuovo ERP ci ha consentito 
di migliorare le procedure, con 
un sensibile miglioramento delle 
procedure logistiche aziendali.

D: In che modo state imple-

mentando queste strategie 

(stipula di accordi/collabo-

razioni, nuove acquisizioni, 

investimento in attività di ri-

cerca e sviluppo, in risorse 

umane…)? 

R: Vi sono diverse iniziative da 
questo punto di vista, che sono 
però ancora in fase confidenziale.

D: Quali sono i settori appli-

cativi più promettenti?

R: Si parla tanto di IoT e Industry 
4.0, facendo riferimento rispetti-
vamente a: dispositivi connessi, 
gestione remota e manutenzio-
ne predittiva. Direi che questi 
sono trend “caldi”, che si riferi-
scono in maniera trasversale un 
po’ a tutti i settori.

D: Quali sono i principali fat-

tori che distinguono la vostra 

azienda rispetto ai concor-

renti?

R: Altissima specializzazione. 
Siamo dedicati al mercato em-
bedded e dei PC Industriali; non 
siamo attivi in altri mercati, a dif-
ferenza di altre aziende. È que-
sta specializzazione che ci con-
sente di fare crescere il nostro 
know-how specifico nel settore 
dei computer industriali. Restia-
mo fuori dalla pura distribuzione 
per focalizzarci nel fornire servi-
zi e supporto tecnico. Basti pen-
sare ai servizi di progettazione e 
produzione di carrier board per 
Computer on Module, per cui 
abbiamo impostato un efficiente 
network con le aziende partner.

D: Pur non avendo la sfera di 

cristallo, quali sono le previ-

sioni sul lungo termine?

R: Difficile dirlo. Sicuramente 
il trend sarà più chiaro dopo il 
Q1/Q2.

ALESSANDRO 

DAMIAN

MAURIZIO 

POZZOLI

A CURA DELLA REDAZIONE A CURA DELLA REDAZIONE

Contradata ESA Automation
Intervista a Alessandro Damian, Marketing manager Intervista Maurizio Pozzoli, IPC Division manager
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abbiamo fatto anticipan-
do i trend che anche oggi 
guidano l’evoluzione della 
nostra proposta: la cresci-
ta della dimensione degli 
schermi, la disponibilità di 
funzionalità multi-touch, 
la disponibilità “nativa” nei 
nostri prodotti della possi-
bilità di avere un accesso 
da remoto alle applicazio-
ni. Questo ultimo aspetto 
è essenziale nell’ottica 
dell’evoluzione digitale de-
gli ambienti industriali, per-
ché consente di attivare 
nuove opportunità. 

D: In che modo state 

implementando que-

ste strategie (stipula di 

accordi/collaborazioni, 

nuove acquisizioni, in-

vestimento in attività di 

ricerca e sviluppo, in ri-

sorse umane…)? 

R: Stiamo lavorando alla 
completa integrazione di 
tutti gli aspetti della nostra 
offerta in ambito PC indu-
striali per offrire ai clienti 
un fronte ampio e com-
patto di proposte adatte 
a ogni loro esigenza. La 
nascita di nuovi prodotti è 
frutto di un impegno di ri-
cerca e sviluppo importan-
te, che ci contraddistingue 
da sempre. 

D: Quali sono i settori ap-

plicativi più promettenti?

R: In generale nell’ambito 
OEM si assiste a un cre-
scente interesse verso le 
applicazioni PC Based, ma 
ci sono dei settori più avanti 
di altri: in particolare vedia-
mo che nel mondo packa-
ging, le esigenze del cliente 
finale che commissiona la 
macchina sono sempre più 
stringenti, complesse, ri-
chiedono performance che 
possono essere ottenute di 
fatto solo con soluzioni PC 
Based. 

D: Quali sono i principali 

fattori che distinguono la 

vostra azienda rispetto ai 

concorrenti? 

R: Oltre alla nostra espe-
rienza storica e alla pre-
senza al nostro interno di 
professionalità e proposte, 
frutto anche di acquisizioni 
nel settore, possiamo dire 
che ci contraddistingue 
la capacità di lavorare a 
stretto contatto con l’uten-
te finale delle soluzioni. 
Specialmente ora, che ci 
confrontiamo con l’inte-
grazione nell’ambito indu-
striale di tecnologie digitali 
e innovative – penso ad 
esempio alla realtà aumen-
tata per l’operatore – con-
tiamo molto su test reali e 
sperimentazioni condotte 
presso chi concretamente 
utilizza l’applicazione per 
sviluppare una piattaforma 
industriale PC based capa-
ce di supportare le esigen-
ze odierne e future. 

D: Pur non avendo la sfe-

ra di cristallo, quali sono 

le previsioni sul lungo 

termine? 

R: Pensiamo che que-
sto mercato continuerà 
comunque ad avere una 
crescita. La diffusione del 
computer industriale in un 
contesto in cui si ha con-
nettività crescente, intro-
duzione del digitale nella 
fabbrica e nelle macchine, 
è naturale: la piattaforma 
PC based è pronta per la 
connettività, è necessaria 
per offrire funzioni innova-
tive, apre l’accesso remoto 
alle macchine, permette di 
realizzare applicazioni più 
complesse come il dialogo 
con i sistemi di gestione e 
controllo della produzione, 
la realtà aumentata, la ma-
nutenzione predittivi delle 
macchine e dei compo-
nenti.

D: Qual è la sua opinione 

riguardo l’andamento del 

mercato (rallentamento, 

crescita, forte incremen-

to…)? 

R: Il mercato dei compu-
ter industriali dà segni di 
buona crescita, soprattutto 
comparando questo tipo 
di soluzioni con la crescita 
che comunque si registra 
nell’insieme del comparto 
HMI. Di fatto, stiamo assi-
stendo a una progressiva 
migrazione dalle applica-
zioni HMI tradizionali, affi-
date a hardware proprieta-
ri – verso piattaforme per 
l’interazione uomo mac-
china aperte, che sono 

supportate da PC indu-
striali. Questo avviene per 
l’evoluzione delle esigenze 
applicative dei clienti finali, 
che richiedono agli OEM 
funzionalità e performance 
che non possono essere 
offerte con l’approccio tra-
dizionale. 

D: Quali sono le princi-

pali strategie adottate 

dalla vostra società sul 

breve/medio periodo per 

soddisfare al meglio le 

richieste di questo mer-

cato? 

R: La nostra strategia per 
andare incontro al merca-
to è quella di ampliare via 
via l’offerta così da offrire 
ogni tipo di opzione in ter-
mini di PC industriali. Lo 

Intervista a Giuseppe Palazzolo,  
Group Product manager HMI

Schneider Electric

GIUSEPPE 
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A CURA DELLA REDAZIONE
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Anritsu

Soluzione per il test di 
reti 100G-Ethernet
Anritsu ha annunciato una nuova 

soluzione per il test di Bit Error 

Rate (BER) per reti ottiche passive 

100G-Ethernet. Il software appli-

cativo 100G-EPON MX180014A, 

recentemente sviluppato, e il Si-

gnal Quality Analyzer MP1800A 

supportano misure BER di OLT 

(Optical Line Terminal) e ONU 

(Optical Network Unit) per il più 

recente standard 100G-EPON.

MP1800A è un Bit Error Rate 

Tester (BERT) modulare per la 

misura di un’ampia gamma di 

interfacce multichannel fino a 

64Gbit/s. Il software MX180014A, 

invece, controlla MP1800A affin-

ché generi burst di segnali di test 

e imposti la deviazione. I test OLT 

di valutazione della sensibilità di 

ingresso e timing vengono svolti 

con facilità anche grazie alla GUI 

per impostare lunghezza e timing 

dei modelli di segnali test.

Congatec

Modulo COM Express 
Mini con Apollo Lake
congatec ha annunciato il rilascio di 

conga-MA5, moduli di nuova gene-

razione a basso consumo equipag-

giati con i più recenti processori Intel 

Atom, Celeron e Pentium (nome in 

codice Apollo Lake). Questi moduli 

si possono utilizzare in ambito in-

dustriale e nelle applicazioni dove è 

richiesto il funzionamento nel range 

di temperatura esteso nel formato 

COM Express Mini.

I moduli possono ospitare fino a 

8 GB di RAM DDR3L a doppio 

canale, mentre la grafica è quel-

la Intel Gen 9 ad alte prestazioni 

che supporta fino a due display 

indipendenti attraverso una porta 

LVDS/eDP a canale singolo e l’in-

terfaccia per display digitale.

A livello di sistemi operativi, i nuovi 

moduli supportano Windows 10, 

compresa le versioni Windows 

10 IoT, oltre a tutte le più diffuse 

distribuzioni di Linux. Il BSP (Bo-

ard Suppor Package) garantisce il 

supporto della più recente versio-

ne IDP 3.1 di Wind River. 

Eurotech

Modulo COM Express per 
processori Intel Xeon D
Eurotech ha ampliato la gamma 

di prodotti embedded ad alte pre-

stazioni con la CPU-161-18, un 

modulo fanless COM Express, 

compatibile con le schede carrier 

di Tipo 6, con supporto per pro-

cessori Intel Xeon D 15xx.

CPU-161-18 fa parte della fami-

glia HPEC (High Performance 

Embedded Computer), ottimiz-

zata per applicazioni come per 

esempio la guida autonoma, l’e-

laborazione di immagini, i rilievi 

geologici, la robotica, il deep lear-

ning e altre.

La configurazione standard pre-

vede 8GB di memoria saldata 

direttamente sulla scheda e uno 

slot SO-DIMM per aggiungere 

fino a 24GB di memoria DDR4 

con correzione degli errori ECC.

CPU-161-18 può essere equipag-

giata con qualsiasi processore 

della famiglia Xeon/Pentium D 

15xx; le versioni standard suppor-

tano CPU con temperatura este-

sa come Pentium D-1519 e Xeon 

D 1559. Fra le caratteristiche prin-

cipali, inoltre, c’è la disponibilità di 

una porta x16 PCIe Gen 3 oltre 

alla porta x8, Gigabit Ethernet, 4 

porte SATA 3.0, 4 porte USB 3.0 

e 7 porte USB 2.0.

Harwin

Gamma di connettori 
Harwin ha ampliato la sua gam-

ma di connettori Archer M50 con 

molteplici soluzioni che com-

prendono nuovi orientamenti dei 

connettori, differenti piedinature e 

metodi di saldatura.

I connettori Archer M50 di Harwin, 

basati su un passo di 1,27 mm, 

ora includono una serie comple-

ta di header e socket con pin in 

singola fila, entrambi disponibili 

nelle esecuzioni a montaggio su-

perficiale e passanti sulla scheda. 

La serie di connettori con passo 

2 mm M22 è stata ampliata con 

socket orizzontali per montaggio 

superficiale a fila singola e dop-

pia, oltre a un header con pin per 

montaggio superficiale in vertica-

le a doppia fila dotato di supporti 

che consentono il posizionamen-

to preciso sulla scheda. La serie 

di connettori con passo 2,54 mm 

M20 è stata ampliata con varie 

soluzioni: socket orizzontali per 

montaggio superficiale a fila sin-

gola e doppia, un header con 

pin per montaggio superficiale in 

verticale a doppia fila dotato di 

supporti di posizionamento e un 

socket per montaggio superficiale 

in verticale a due entrate e profilo 

ribassato. 

Linear Technologyr

ADC SAR a 16 bit 
Linear Technology ha presen-

tato un convertitore analogico-

digitale (ADC) SAR (successive 

approximation register) senza 

latenza, a 16 bit, 1,5Msps per ca-

nale con otto canali di campiona-

mento simultaneo che supporta 

un range common mode di in-

gressi rail-to-rail. Il nuovo conver-

titore è siglato LTC2320-16 ed è 

provvisto di un front end analogi-

co che accetta segnali di ingresso 

analogici unipolari o bipolari, oltre 

a segnali di ingresso arbitrari.

La larghezza di banda in ingresso 

è tale da permettere la digitaliz-

zazione dei segnali fino alla fre-

quenza di Nyquist di 750kHz.

La famiglia LTC2320-16 integra 

un riferimento di precisione band 

gap con bassa deriva e un coef-

ficiente di temperatura massimo 

garantito di 20ppm/ºC. In alterna-

tiva, è possibile eseguire l’overdri-

ve del riferimento interno tramite 

un massimo di quattro riferimenti 

esterni separati per ciascuna cop-

pia di due canali per un migliore 

adattamento al range di ingressi 

dell’applicazione.

LTC2320-16 è disponibile nelle 

versioni per temperature com-

merciali, industriali e automotive 

(da –40ºC a 125ºC).

Maxim Integrated

Commutatore/dreiver 
"high side" a 8 canali
MAX14913 è il nuovo commutato-

re/driver “high side” a otto canali 

di Maxim Integrated Products 

destinato a pilotare e smagnetiz-

zare in modo sicuro i carichi indut-

tivi nelle applicazioni Industry 4.0. 

come per esempio i controllori 

logici programmabili (PLC), unità 

di motion control ed altri siste-

mi utilizzati per l’automazione di 

macchina e di processo

Questo componente offre una 

commutazione particolarmente 

veloce e innovativi clamp di sma-

gnetizzazione su tutte le uscite. Il 

dispositivo consente di interfac-

ciare in modo facile ed affidabile 

i segnali digitali a bassa tensione 

con le linee di uscita di controllo 

a 24 V semplificando il lavoro ai 

progettisti di controllori industriali.

Per ottenere una soluzione più 

robusta, il dispositivo offre anche 

funzioni diagnostiche che rilevano 

le linee di carico aperte o corto-

circuitate, il tipo di guasto esterno 

più comune in questo tipo di ap-

plicazioni.

Murata

Condensatori ceramici  
di tipo X e Y
Murata ha ampliato la sua gam-

ma di condensatori a elevate 

tensioni nominali con una nuova 

serie di componenti. Si tratta di 

condensatori ceramici conformi 

alle principali specifiche di sicu-

rezza e sono disponibili modelli di 

tipo X1, Y1 e Y2.

I nuovi condensatori con tensioni 

nominali di 400VAC e 550VAC 

sono caratterizzati da un’elevata 

resistenza agli impulsi, mentre dal 

punto di vista del settore di ap-

plicazione sono particolarmente 

interessanti per la realizzazione di 

apparecchiature elettroniche per 

le quali l’affidabilità è un elemento 

essenziale come per esempio si-

stemi fotovoltaici e apparecchiatu-

re completamente automatizzate.

Murata ha annunciato anche una 

nuova linea di condensatori con 

tensioni nominali di 250 e 300 

VAC che, grazie alle dimensioni 

compatte, sono particolarmente 

adatti per l’uso in dispositivi come 

per esempio i caricabatteria dei 

telefoni mobili.

La produzione della nuova linea 

partirà da Dicembre 2016 e sarà 

ampliata con nuovi valori che sa-

ranno introdotti nel corso del 2017.
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Omron Electronic 
Components Europe

Driver per il pilotaggio  
di strisce LED
Il nuovo driver IC W2RG012RN di 
Omron Electronic Components 
Europe per il pilotaggio delle stri-
sce LED permette una regolazione 
della luminosità tramite una funzio-
ne PWM (Pulse Width Modulation) 
che incrementa gradualmente la 

luminosità e aumenta il livello di 
variazione in modo esponenziale 
all’aumentare dell’intensità lumino-
sa in output. Il risultato è una note-
vole fluidità nelle fasi di fade-in e 
fade-out, senza percezioni di sbal-
zi o intermittenze. W2RG012RN 
può arrivare a controllare la lumi-
nosità di 128 singoli LED con un 
solo IC (Internal Control) ed è ge-
stibile attraverso connessioni bus 
seriali che consentono di collega-
re fino a 15 IC sulla stessa linea 
di comunicazione. Le 24 uscite a 
tensione costante consentono una 
portata massima di 80mA per ogni 
pin, che possono essere configu-
rati per supportare matrici di 16x8, 
24x4, 24,2 o 24x1 LED. I singoli 
LED possono risultare più luminosi 
sulle matrici più piccole. Il dispositi-
vo misura soli 7x7mm e integra un 
sistema di shut-down termico.

Renesas Electronics Europe

Estensione sw per TPS-1 
PROFINET IRT Device
Renesas Electronics Europe 
ha annunciato la disponibilità dei 
suoi nuovi driver host e un aggior-
namento dell’ambiente di sviluppo 
software per il chip TPS-1 PROFI-
NET IRT Device. Questa release 
del software supporta la versione 
più recente dello standard PROFI-
NET, semplifica i processi di certifi-
cazione e riduce i tempi di sviluppo 
dei nuovi prodotti che supportano il 
protocollo di comunicazione PRO-
FINET. La nuova versione softwa-

re 1.4 infatti è basata sulle speci-
fiche PROFINET V2.31 e soddisfa 
le più stringenti richieste di carico di 
rete. Tutto questo semplifica i pro-
cessi di certificazione e consente 
di ridurre i tempi per la progetta-
zione. Saranno disponibili anche 
i driver host per i microcontrollori 
del Gruppo RX630 e per quelli del 
Gruppo RX231. Questi nuovi driver 
host consentono di incrementare 
la sicurezza IoT e di aumentare 
l’efficienza energetica TPS-1 PRO-
FINET IRT Device viene fornito 
insieme allo stack PROFINET IRT 
(royalty free) e insieme all’ambien-
te di sviluppo gratuito prodotto da 
Phoenix Contact Software.

ROHM

Sensor evaluation kit 
compatibile con Arduino
ROHM ha iniziato a offrire il nuo-
vo sensor evaluation kit Sen-
sorShield-EVK-001 che facilita lo 
sviluppo iniziale, la valutazione e la 
prototipazione di applicazioni de-
stinate al settore dell’IoT e ad altri 
mercati. Si tratta di una scheda di 
espansione open-source (shield) 
dotata di più sensori, realizzata dal 

Gruppo ROHM. I sensori sono 7 
(per esempio accelerometro, sen-
sore di pressione atmosferica e 
di campo magnetico) e la scheda 
è utilizzabile con le piattaforme di 
prototipazione open-source esi-
stenti, tra cui Arduino e mbed. È 
sufficiente collegare lo shield per 
sensori ad una piattaforma basata 
su MCU open-source (per esem-
pio Arduino UNO) e integrare il 

software per misurare elementi 
come l’accelerazione, la tempera-
tura e altre grandezze e condizioni 
fisiche. SensorShield-EVK-001 
consente di controllare, in modo 
semplice e immediato, il funziona-
mento dei sensori e ne facilita la 
progettazione, riducendo in modo 
significativo l’attività di sviluppo e, 
allo stesso tempo, facilitando l’in-
troduzione nel mercato dell’IoT.

RS Components

Scheda di prototipazione 
per Raspberry Pi
RS Components ha presentato 
una scheda con 40 terminali a sal-
dare per Raspberry Pi, il diffuso e 
compatto computer single-board. 
La nuova scheda con terminali 
a saldare RS Pro è disponibile in 
esclusiva presso RS e costituisce 
una soluzione particolarmente in-
teressante per i progettisti elettro-
nici che sviluppano prototipi basati 
su Raspberry Pi, oltre che per la 
formazione di apprendisti e stu-
denti di elettronica.
La scheda ha esattamente le sue 
stesse dimensioni di Raspberry 

Pi, offre 40 terminali complessivi 
che copiano i 40 pin presenti sul 
Raspberry e si collega median-
te il connettore GPIO. I fori sulla 
scheda sono allineati con i fori di 
montaggio di Raspberry Pi, con-
sentendone l’installazione sotto il 
Pi grazie a un kit di montaggio sup-
plementare composto da 4 piedini 
e 8 viti. Un alloggiamento centrale 
sulla scheda consente anche il 
passaggio di un cavo a nastro.
RS Pro per Raspberry Pi è realiz-
zata in SRBP di alta qualità e offre 
anche il vantaggio di poter essere 
sostituita a costi contenuti.

Saia Burgess Controls (SBC)

Sistemi Saia PCD 
compatibili con BACnet 14
I sistemi Saia PCD di Saia Bur-
gess Controls (SBC) sono ora 

compatibili anche con la più re-
cente versione di BACnet, quel-
la che risponde allo standard 
135-2014. L’aggiornamento offre 
maggiori opzioni per l’automazio-
ne degli edifici e nuove funzioni 
router per collegare senza diffi-
coltà i dispositivi di campo.
Tra i vantaggi della compatibilità 

con l’attuale versione 14 di BAC-
net c’è, per esempio, la possibilità 
di ritardare per un tempo definito 
l’invio della maggior parte degli 
allarmi oppure la nuova proprietà 
BACnet “Inhibit” che consente di 
sopprimere gli allarmi per deter-
minati componenti dell’impianto. 
Questa funzione è visibile per il 
personale addetto alla sicurezza 
direttamente in loco.
La nuova versione BACnet con-
sente anche di salvare i dati degli 
eventi nelle stazioni di automa-
zione anche in caso di interru-
zioni dell’alimentazione elettrica. 
Vengono salvati i cosiddetti “ti-
mestamp” (indicatori temporali), 
come letture di contatori o altri 
dati, che forniscono informazioni 
importati per ricostruire senza 
soluzione di continuità le catene 
degli eventi.

Panasonic VSS

Soluzioni per digital 
signage 
Panasonic VSS espande la pro-
pria gamma di prodotti per il digital 
signage con il lancio di un display 
da 65 pollici.

Il nuovo modello TH-65EF1 va ad 
aggiungersi alla serie di display 
professionali “entry level” che of-
fre pannelli da 32, 43, 48, 55, 65, 
75 e 84 pollici. Ogni display è do-
tato di lettore multimediale USB 
integrato, per riprodurre immagini 
o video senza necessità di colle-

gare un decoder o PC.
Grazie alla connettività LAN, i nuo-
vi display consentono di effettuare 
qualunque modifica sui file e di 
programmare i contenuti facilmen-
te, utilizzando il Software Multi 
Monitoring Control di Panasonic. 
Inoltre la nuova serie permette di 
riprodurre in modo sincronizza-
to su vari schermi contemporanea-
mente, semplicemente collegando 
un lettore multimediale via USB, 
tramite rete LAN e hub.

KOE

Moduli di visualizzazione 
KOE ha annunciato l’introduzione 
di nuovi moduli di visualizzazione 
Rugged+ con zero pixel difettosi. 
È stata infatti implementata una 
specifica estetica ottimizzata che 
definisce l’assenza totale di pixel 
difettosi illuminati, ovvero pixel 
“morti” che rimangono costante-
mente accesi.

Tutti i display LCD TFT sono fab-
bricati e forniti in base a una spe-
cifica estetica predefinita. La spe-
cifica estetica di un display TFT 
definisce e specifica il numero di 
punti (pixel) difettosi ammessi – 
in genere fino a un massimo di 4 
punti difettosi illuminati – e la rela-
tiva posizione nell’area di visualiz-
zazione attiva.
La specifica estetica ottimizzata 
dei display Rugged+ di KOE de-
finisce l’assenza totale di pixel di-
fettosi e quindi offre agli utenti la 
massima affidabilità. 
Progettati per garantire la massi-
ma affidabilità nelle applicazioni 
industriali, mediche, nautiche, 
automobilistiche e aerospaziali, i 
nuovi display Rugged+ a zero pi-
xel difettosi vengono offerti senza 
costi aggiuntivi e sono immediata-
mente disponibili presso i partner 
del canale di distribuzione com-
merciale KOE.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati degli abbonati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, da Fiera Milano Media SpA – titolare del trattamento – 
Piazzale Carlo Magno,1 Milano - per l’invio della rivista richiesta in abbonamento, attività amministrative ed altre operazioni 
a ciò strumentali, e per ottemperare a norme di legge o regolamento. Inoltre, solo se è stato espresso il proprio consenso 
all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, Fiera Milano Media SpA potrà utilizzare i dati per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresì, 
essere comunicati ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano Media SpA) per loro autonomi utilizzi aventi 
le medesime finalità. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti alla 
gestione amministrativa degli abbonamenti ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla confezione e spedizione del materiale 
editoriale, al servizio di call center, ai servizi informativi.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 
opporsi al loro utilizzo per fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano Media SpA – Servizio 
Abbonamenti – all’indirizzo sopra indicato. Presso il titolare è disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili.

Informativa resa ai sensi dell’art. 2, Codice Deontologico Giornalisti 
Ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 e dell’art. 2 del Codice Deontologico dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA – titolare 
del trattamento - rende noto che presso i propri locali siti in Rho, SS. del Sempione 28, vengono conservati gli archivi di dati 
personali e di immagini fotografiche cui i giornalisti, praticanti e pubblicisti che collaborano con le testate edite dal predetto 
titolare attingono nello svolgimento della propria attività giornalistica per le finalità di informazione connesse allo svolgimento 
della stessa. I soggetti che possono conoscere i predetti dati sono esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti 
preposti alla stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. I dati personali presenti negli articoli editoriali e tratti dai 
predetti archivi sono diffusi al pubblico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consul-
tare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al predetto indirizzo. Si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 138, d. lgs 196/2003, non è esercitabile il diritto di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
lettera a), d. lgs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professionale, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare 
è disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili.
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